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1. YARI ILETKENLER VE KULLANIM ALANLARI

Yar iletken endiistrisi, New York Bell Laboratuarlarinda ¢alisan ii¢ fizik¢inin (John
Bardeen, Walter Brattain ve William Shockley) bir germanyum kristalinden gegen elektrik
akimin1 kontrol edebildiklerini gosterdikleri 1947 yilina kadar uzanmaktadir. William
Shockley, daha sonrasinda Shockley Yari iletken Laboratuvari’ni agarak Silikon Vadisi'nin
temelini atmistir. 1957 yilinda Shockley'den ayrilan sekiz bilim adami1 Fairchild Semiconductor
sirketini kurmustur. Intel, AMD ve National Semiconductor basta olmak iizere neredeyse tiim
yar1 iletken sirketlerinin kokeni Fairchild'a dayanmaktadir. 1947'deki ¢ift eklemli transistor
(Bipolar Junction Transistor-BJT) birgok asamadan gegmis ve 1960 baslarinda silikonun termal
olarak daha kararli oldugu kanitlanana kadar dominat yari iletken olarak germanyum
kullanilmustir.

Tiimdevrenin (Integrated circuit-IC) icad1 1957'den 1959'a kadar Fairchild ve Texas
Instruments'ta eszamanli olarak gergeklesmistir. 1962 yilinda Fairchild transistorlii timdevreler
tiretmeye baglamistir. Giliniimiizde birgok degisiklik olmasina ragmen milyarlarca transistorlii
¢iplerde ayn1 temel prensip kullanilmaktadir.

Yari iletken piyasasi, diinyanin ilk mikroislemcisi olan Intel'in 4004 cihazinin ortaya
cikmastyla 1971 yilinda yeniden degismistir. Uriiniin hesap makinesindeki basarisinin ardindan
Intel Nisan 1974’te 8080 mikroislemcisini piyasaya siirmiis ve cihaz tasarimcilar tarafindan
hizla benimsenmistir.

Yar iletken cihazlarin performans: giiniimiize kadar istikrarl bir sekilde gelismistir.
Bununla birlikte, yar1 iletkenlerin boyutlar1 giderek kiigiilmiis ve bilgisayar islemcilerinin,
bellek ¢iplerinin, tiimdevrelerin ve ¢ip iizerinde sistemlerin (systems on chip-SoC)
gelistirilmesinin 6nii agilmistir. Bu cihazlar giderek daha karmasik, saglam, verimli ve glivenilir
hale gelirken, boyutlarinin nanometreye kadar kiigiilmesiyle birlikte bircok teknolojinin daha
kiigiik ve daha giiclii hale gelmesini saglamistir. S6z konusu teknolojiler son 70 yilda toplumsal
yasantimiz1 derinden etkileyen iletisim, ulasim, eglence, endiistri ve tibbi yeniliklerin pek

coguna zemin hazirlamistir.

! Power & Beyond. Semiconductors: a comprehensive guide. 11 Temmuz 2023 tarihinde https://www.power-
and-beyond.com/semiconductors-a-comprehensive-guide-d-42597/ adresinden erisildi.



https://www.power-and-beyond.com/semiconductors-a-comprehensive-guide-d-42597/
https://www.power-and-beyond.com/semiconductors-a-comprehensive-guide-d-42597/
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Yar iletkenler, verilerin islenmesi, depolanmasi ve taginmasi i¢in gerekli temeli
saglayan elektronik sistemlerin o6zellesmis pargalaridir. Gilinimiizde piyasadaki yari
iletkenlerin ¢ogunlugu, “gip” olarak bilinen tiimdevrelerdir. Cip, boyutu kiigiiltiilmiis ve
genellikle silikon olmak {izere yar1 iletken bir malzemeden ince bir levha iizerine katmanlanmis
bir grup elektronik devredir. Bu devreler aktif ayrik cihazlardan (transistorler, diyotlar), pasif
cihazlardan (kapasitorler, direngler) ve bunlar arasindaki ara baglantilardan olusmaktadir.
Modern ¢iplerin ge¢misteki orneklerine kiyasla boyutlari oldukg¢a kiigiilmiis olup; birkag
milimetrekarelik bir alanda milyarlarca elektronik bileseni igerir duruma gelmistir.

Yar1 iletkenler, temel olarak islevlerine goére dort temel iiriin grubunda
siniflandiriimaktadir.?

1. Mikroislemciler ve mantik cihazlari; bilgisayarlarda, iletisim cihazlarinda ve tiiketici
elektroniginde veri aligverisi ve islemesi i¢in kullanilmaktadir. Kelime islemci
programin® veya bir video oyununu calistirmak gibi cesitli gorevleri yerine
getirmektedirler.

2. Bellek cihazlari, hesaplama islemlerini gergeklestirmek tizere bilgi depolamak gibi
cesitli amagclarla kullanilmaktadir. Bu segment; dinamik rastgele erisimli bellegi
(Dynamic Random Access Memory-DRAM), flash bellegi, statik rastgele erisimli
bellegi, EEPROM ve ROM gibi ¢esitleri icermektedir.

3. Analog cihazlar, analog sinyallerin islenmesini gerceklestiren veya sayisal (dijital)
sinyalleri analog sinyallere doniistiiren ve ayni sekilde analog sinyalleri sayisal
sinyallere doniistliren cihazlardir.

4. Optoelektronik ve sensorler, trafik 1siklar1 veya kameralarda 151k olusturmak veya
15181 algilamak i¢in kullanilmaktadir. Optoelektronik cihazlar, 1518 elektrik
sinyallerine doniistiiriilmesi veya elektrik sinyallerinin 1518a doniistliriilmesi gibi

fonksiyonlar1 gerceklestirebilmektedir.

2 Crivellaro, E. (2022). The semiconductors industry: a geopolitical and geoeconomical perspective.
3 Bir kelime islemci programi, metin belgelerini olusturmak, diizenlemek ve bigimlendirmek i¢in kullanilan bir
yazilimdir.



N ;/ . TURKIYE CUMHURIYETIi CUMHURBASKANLIGI

~ " DIJITAL DONUSUM OFisi

2. TURKIYE TUMDEVRE TASARIM VE URETIM TARIHCESI

19. yiizyilin sonlarmma dogru PTT Fabrikasi'nda telgraf cihazlarinin tretilmesiyle
tilkemizde temelleri atilan elektronik sanayi, 1950°1li yillarin ilk donemlerinde tiim diinyada
oldugu gibi iilkemizde de seslendirme sistemleri ile gemi ve jandarma telsizleri iizerine
yogunlagmistir. O donem i¢in bakildiginda giinlin temel gereksinimlerinden biri olan radyo,
1950 yillarda iilkemiz elektronik sanayisine hizl bir girig yapmustir.

1965 yilina gelindiginde iilkemizin elektrik iiretiminde/iletiminde gerekli olan modern
iletisim cihazlarinin dig alim yerine yerli olarak iiretimini miimkiin kilmak tizere Tiirkiye
Elektrik Kurumu (TEK) biinyesinde kurulan Akkoprii Elektronik Laboratuvarinda ¢aligmalara
baslanmigtir. Daha sonra 1967 yilinda Kanada'nin Northern Electric Sirketi ve PTT Genel
Miidiirliigii'niin is birligi ile lilkemizdeki haberlesme aginin, biiyiiyen ve genisleyen elektronik
sanayinin ihtiyaclarinin  karsilanabilmesi amaciyla NETAS kurulmustur. NETAS,
telekomiinikasyon sektoriinlin temellerinin iilkemizde atilmasmin baslangict olarak kabul
edilmektedir.

Ulkemizde ulusal elektronik sanayi kurulusu olarak PTT biinyesinde 1965 yilinda PTT
ARLA Miidiirliigii kurulmus, s6z konusu kurulus daha sonra 1983 yilinda TELETAS’ a*
doniismiis, bu yillarda Sayisal Santral (System12, Alcatel is birligi), gesitli kapasitelerde
Kuranportor, Radyolink ve Miiltipleks sistemleri ve fiber optik hat cihazlar1 (Ericsson is birligi
ile) imal etmis, biiyiiklii-kii¢iiklii sehirlerimizin telefon irtibatlarinin saglanmasinda ve abone
sayilarinin ¢ogaltilmasinda biiyiik katkilar saglamistir.

Yiiksek frekansli haberlesme cihazlar1 sektorli, bir montaj sanayi olarak faaliyete
gecmesine ragmen ayni yillarda ihracat da yapabilen bir 6zel sektor elektronik sanayi kurulusu
olan TEKNIM, 1970 yilinda faaliyete girmistir. Kalin film tiimdevre birimi ile MOS transistor
ve tiimdevre birimine sahip olan Istanbul Teknik Universitesi Mikroelektronik
Laboratuvari’nda; 1974 yilinda kalin film teknoloji ile ilk kalin film tiimdevreleri, 1977 yilinda
ise 4 transistorlii MOS dizisi gergeklestirilmistir. 1975 yilina gelindiginde ise Tiirk Silahli
Kuvvetlerinin haberlesme techizati ihtiyaglarinin giderilmesi ve disa bagimliligin ortadan

kaldirilmas1 amaciyla Askeri Elektronik Sanayii (ASELSAN) kurulmustur. 1982 yilinda ise

4 TELETAS biinyesinde uluslararas1 standartlarda kalin ve ince film tiimdevre tasarim ve iiretimi yapilmistir.
1988-90 arasinda dijital telefon santrallerinin kontrol islemcisi tiimdevrelerin tasarimi i¢in bir atilim yapilmustir.
Bu atilimin i¢inde belki de tilkemizin ilk modern tiimdevre tasarimi olan zaman-uzay cesitleyici bir timdevrenin
tasarimi yapilmis, yurtdisinda imal ettirilen ilk 6rnekler basari ile test edilmistir. Ayn1 dénemde mikron alt1 bir
CMOS iiretim tesisi i¢in fizibilite c¢alismalari tamamlanmis ve DPT’ye yatirim destegi i¢in sunulmustur.
TELETAS daha sonra 6zellestirilerek Alcatel blinyesine ge¢mistir.
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havacilik elektronigi ve aviyonik iiretiminin ayri1 bir sirket tarafindan yapilmasi uygun
goriilerek Hava Elektronik Sanayii (HAVELSAN) kurulmustur.

Yukarida bahsedilen gelismelerin yan1 sira TESTAS in (Tiirkiye Elektronik Sanayi ve
Ticaret Anonim Sirketi) Ankara’da 1976 yilinda kurulmasiyla, elektronik cihazlar ve yari
iletkenler, direng, kondansator gibi bilesenler iiretilmesi hedeflenmistir. Erzurum ve Pasinler’de
tesislerin temeli atilmig ve daha sonra Aydin’da direng ve kondansator fabrikasi kurulmustur.
Yari iletken imalat1 i¢in ABD merkezli bir firma olan EXAR ile lisans anlasmasi yapilarak bir
tiretim hatt1 ithal edilmistir. Ancak bu tiretim hatt1 hi¢ ¢alistirilmamis ve eskiyen teknolojiye
(bipolar) sahip tesis, 1999 yilinda ODTU’ye bedelsiz olarak devredilerek Mikroelektronik
Uretim Bélgesi haline getirilmistir. ODTU'ye devredilen tesis sayesinde giiniimiizdeki Mikro-
Elektro Mekanik Sistemler Arastirma ve Uygulama Merkezi (ODTU-MEMS) faaliyete
gecirilmistir. MEMS teknolojisi, mikroelektronik devreleri mekanik yapilarla entegre etmek
icin kullanilmakta boylelikle mikrosistemlerin ayni ¢ip iizerinde birlestirilmesi saglanarak
boyut ve maliyeti énemli 6l¢iide azaltilmaktadir. Merkez giiniimiizde tiimdevre tasariminin
yani sira savunma, saglik ve otomotiv sektorlerine yonelik mikro elektro-mekanik sistemler
gelistirmektedir.

Ulkemizde tiimdevre alaninda 6nemli ¢alismalara imza atan bir diger kurum ise
TUBITAK olagelmistir. 1972 yilinda TUBITAK Marmara Arastirma Merkezi’nin (MAM)
kurulmas: ile baslayan ¢alismalar 1998 yilina kadar TUBITAK MAM biinyesinde faaliyet
gosteren Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Enstitiisit (UEKAE) kurulmasi ile devam etmistir.
TUBITAK UEKAE, giiniimiizde telsiz iletisim ekipmanlarinin bircogunun yani sira giivenli
haberlesme sistemleri, gece goriis sistemleri, radarlar gibi kendine 06zgii veri giivenligi
sistemleri ve bu sistemlerde kullanilan 6zgiin tiimdevreler (gipler) gelistirmeye baslamistir.

1983 yilinda Mikroelektronik teknolojisi alaninda bilgi birikimi saglamak, bu alanda
endiistriye arastirma-gelistirme c¢aligmalar1 yapmak, stratejik Oneme sahip tlimdevreleri
iiretebilmek amaci ile TUBITAK BILGEM UEKAE biinyesinde Yari Iletken Teknolojisi
Arastirma Laboratuvart (YITAL) kurulmustur. 1988-1991 yillar1 arasinda YITAL’de,
CMOS/VLSI timdevrelerin tiretimi i¢in gerekli teknoloji, know-how i¢in herhangi bir para
odenmeden gelistirilmistir. Ardindan YITAL, teknolojiyi takip ederek gelismeye devam etmis
ve stratejik oneme sahip cihazlar i¢in yeterli iiretimi saglayacak olgiide biiyiimiigtiir. 1999

yilinda UEKAE YITAL’de ilk milli kripto tiimdevresi {iretilmistir.
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1989 yilinda, bes sanayi sirketi birleserek ITU-ETA Vakfi’'mi (Istanbul Teknik
Universitesi ileri Elektronik Teknolojileri Arastirma ve Gelistirme Vakfi) kurmustur. Vakif’in
amaci; Tiirkiye'deki elektronik sanayi kuruluslarinin ileri teknolojilere erisimini kolaylagtirmak
ve bu dogrultuda iiniversitelerin bilgi birikiminden ve diger imkanlarindan yararlanmaktir.
Vakif'in ilk dnceligi ise Uygulamaya Ozgii Tiimdevre (Application Specific Integrated Circuit-
ASIC) tasarim teknolojisini Tiirk Elektronik Sanayisi’ne kazandirmak olarak belirlenmistir.

Vakfin ASIC Tasarim Merkezi, 1991 yilinda ITU-KOSGEB Teknoloji Merkezi'nde
faaliyete gec¢mistir. Zamanla INTER, ARCELIK, ASELSAN ve AKCASU sirketlerinin
katilimiyla genigleyerek, 2004 yilinda AKCASU Yazilim Sistemleri Ltd. Sti. ile ortak olarak
MKR-IC (Mikroelektronik Arastirma, Gelistirme, Tasarim ve Ticaret Ltd. Sti.) kurulmustur.
Bu sirket faaliyetlerini halen ITU-KOSGEB Teknoloji Merkezi’nde siirdiirmektedir.

ITU-ETA Vakfi araciligiyla kurulan tasarim merkezinde, ASELSAN’1n taleplerini
karsilamak tizere, ¢cok yiiksek frekansli devrelerde kullanilan SiGe (silisyum-germanyum)
teknolojisiyle yapilmis tiimdevrelerin tasarimi yapilmistir.’ 2007 yilia gelindiginde
TUBITAK BILGEM tarafindan standart 0.35um CMOS teknolojisine ilave olarak SiGe HBT
BiCMOS teknolojisi gelistirme ¢alismalarina baslanmistir. 2009 yilinda, SiGe HBT BiCMOS
teknolojisi i¢in gerekli cihazlarm YITAL’e ilave edilme ve kurulma ¢alismalar1 yapilmistir. Bu
¢alismalar sonucunda 2021 yilinda 0.25um 5-metal CMOS ve 0.25um 5-metal SiGe BiCMOS
¢ip iiretim teknolojileri gelistirilmistir.°

2013 yilinda TUTEL (Tiimdevre Egitim ve Tasarim Laboratuvari), Dogu Marmara
Kalkinma Ajanst (MARKA) ve TUBITAK is birligi ile kurulmustur. 2017 yilinda TUBITAK
BILGEM catis1 altinda faaliyetlerine baslayan TUTEL, mikroelektronik alaninda iilkemize

onemli bir know-how saglamay1 hedeflemektedir.’

5 TMMOOB Elektrik Miihendisleri Odast, https://www.emo.org.tr/
6 TUBITAK BILGEM, https://bilgem.tubitak.gov.tr/kronoloji/
" TUTEL, https://tutel.bilgem.tubitak.gov.tr/hakkimizda/



https://www.emo.org.tr/
https://bilgem.tubitak.gov.tr/kronoloji/
https://tutel.bilgem.tubitak.gov.tr/hakkimizda/
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3. CiP URETIMINDE KULLANILAN MAKINELERI URETEN ONCU
SIRKETLER

1. ASML (Advanced Semiconductor Materials Lithography)

1984 yilinda Advanced Semiconductor Materials International ASMI ve Philips
sirketlerinin ortak girisimi ile Hollanda’da kurulan ASML
(Advanced Semiconductor Materials Lithography) ¢ok uluslu bir sirkettir. Cip tretiminde
ihtiyag duyulan litografi makinelerinin gelistirilmesi ve iiretimi konusunda uzmanlasan ASML,
giiniimiizde kullanilan her bir islemci ¢ipinin {iretilebilmesi i¢in gerekli olan ekstrem
ultraviyole litografi (Extreme Ultraviolet Lithography-EUV) makinelerinin imalat tekeline

sahiptir.®

Ciplerin tiretiminde kullanilan makineleri iireten ASML, bir ¢ipin degerini artirmak ve
maliyetini diisiirmek amaciyla gerekli olan tiim unsurlar1 (donanim, yazilim ve hizmetler vb.)

saglamaktadir. ASML’nin cihazlar1 su sekildedir:

o Ekstrem Ultraviyole Litografi Cihazi (Extreme Ultraviolet Lithography-EUV)

“Ekstrem ultraviyole” anlamina gelen EUV, 15181n dalga boyunu ifade etmektedir. Cip
tiretim agamasinda elektronik devre elemanlarini iceren desenleri en ince ayrintilarina kadar bir
alt katman iizerine aktarmak i¢in kullanilan EUV cihaz, tek bir ¢ip lizerine daha fazla transistor
yerlestirebildigi i¢in s6z konusu ¢iplerin uygun maliyetle seri olarak iiretilebilmesini
saglamaktadir. Ayrica daha fazla islemci giiciine ve yiiksek performansa sahip olan EUV
litografi daha az enerji tiikketmektedir. Tamamen ASML’ye 6zgii bir teknoloji olan EUV
litografi, 13,5 nanometre dalga boyunda EUV 15181 elde etmektedir. Ek olarak, yari iletken

sektoriine Onciiliik etmekte ve bu alanda en ileri teknolojiyi miimkiin kilmaktadir.®

8 Tarasov, Katie. “ASML is the only company making the $200 million machines needed to print every advanced
microchip. Here’s an inside look”, https://www.cnbc.com/2022/03/23/inside-asml-the-company-advanced-
chipmakers-use-for-euv-lithography.html adresinden 11.04.2023 tarihinde erisildi.

® ASML-EUV Lithography Systems, https://www.asml.com/en/products/euv-lithography-systems adresinden
11.04.2023 tarihinde erisildi.
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Sekil 1: Ekstrem Ultraviyole Litografi Cihazi

Kaynak: ASML 2022 Annual Report, https://www.asml.com/en/investors/annual-report/2022
adresinden 11.04.2023 tarihinde erisildi.

e Derin Ultraviyole Litografi Cihazi (Deep ultraviolet- DUV)

DUV litografi cihazlari yari iletken endiistrinin énemli cihazlarindandir. Cok sayida
pazar segmentine destek veren DUV cihazlari gliniimiizde birgok elektronik cihazda kullanilan
¢iplerin tiretiminde katmanlarin ¢ogunun desenlerini bir alt katmana aktarabilmektedir. DUV
cihazlari, yar iletken endiistrisinde mevcut olan tiim dalga boylar1 i¢in; su kullanilan
(immersion®®) ve kuru/su kullanmilmayan (dry'!) litografi ¢oziimleri sunmaktadir. ArF lazeri
(Argon fluoride laser), immersion litografi yontemi ile 193 nanometre dalga boyu
kullanmaktadir. KrF lazeri (Krypton fluoride laser) ise dry litografi yontemi ile 248 nanometre
dalga boyu kullanmaktadir. i-line teknolojisi*? ile ise 365 nanometre dalga boyu
kullanilmaktadir. Bu sistemler ¢esitli yari iletken ¢iplerin iretilmesinde kullanilmakta ve
endiistrinin hem maliyet hem de enerji agisindan verimli 6l¢eklendirilmesini saglamaktadir. Su
kullanan ve kullanmayan (kuru) cihazlar, EUV ile birlikte en gelismis mantik ve bellek

¢iplerinin yiiksek hacimli iiretimi i¢in sektore onciiliik etmektedir.®

10 Su kullanilan litografi (immersion litografi); yar iletken iiretiminde kullanilan bir fotolitografi teknigidir.
Fotolitografi islemlerinin ¢dzlniirliigiinii ve kalip dogrulugunu artirmaktadir. Fotolitografi sirasinda projeksiyon
lensi ile yonga (wafer) arasinda deiyonize su (iyonlarindan uzaklastirilan su) igeren bir sivi kullanilmaktadir.

11 Kuru/su kullamlmayan litografi (dry litografi), yar iletken iiretiminde kullanilan bir fotolitografi teknigidir.
Dry litografide 1slak kimyasal ¢ozeltiler kullanilmamaktadir.

12 j-line teknolojisi, yari iletken iiretiminde silikon levhalar {izerindeki tiimdevreleri modellemek i¢in kullanilan
bir fotolitografi teknigini ifade etmektedir.

13 ASML 2022 Annual Report, https://www.asml.com/en/investors/annual-report/2022 adresinden 11.04.2023
tarihinde erigildi.
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Sekil 2: Derin Ultraviyole Litografi Cihazi (Deep ultraviolet-DUV)

Kaynak: ASML 2022 Annual Report, https://www.asml.com/en/investors/annual-report/2022
adresinden 11.04.2023 tarihinde erisildi.

2. Canon
1937 yilinda kurulan Canon, yar iletkenlerin ve diger mikroelektronik cihazlarin
tiretiminde kullanilan litografi ekipmanlarinin iireticisi konumundadir. Canon’un FPA (Fine
Pattern Aligner) serisi i-line ve DUV litografi cihazlari; timdevreler, sabit (hard) disk okuma
ve yazma kafasi®, mikroelektromekanik sistem (MEMS) cihazlari, goriintii sensorleri, giic
cihazlar1 ve 151k yayan diyot (light emitting diode-LED) gibi yiiksek teknolojili cihazlarin

tiretiminde kullaniimaktadir.*®
3. SMEE (Shanghai Micro Electronics Equipment (Group) Co., Ltd.

2002 yilinda kurulan Shanghai Micro Electronics Equipment (Group) Co. (Shanghai
Micro Electronics Equipment-SMEE); FPD paneller, MEMS, LED ve gii¢ cihazlari i¢in yar1
iletken ekipmanlarin ve iist diizey akilli ekipmanlarin arastirma, tasarim, iiretim, satig ve teknik

hizmetlerine yonelik faaliyet gostermektedir.

14 Sabit disk okuma ve yazma kafasi, sabit diskin diskten veri okumaktan ve diske veri yazmaktan sorumlu olan
belirli bir fiziksel pargasidir.

15 Canon Industrial Products Enabling a World of Innovations, https://www.usa.canon.com/content/dam/canon-
assets/category-sub-category-assets/industrial/modules/industrial-products-catalog/Industrial_Brochure_2020-
reduced.pdf adresinden 7 Haziran 2023 tarihinde erisildi.
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4. Nikon

Yar iletkenlerin gelisimine katki saglayan Nikon; “projeksion lensinin ¢dzliniirliik
yetenegi” ve ‘“hizalama hassasiyeti” teknolojileri ile yar1 iletken litografi makineleri
tiretmektedir. Nikon’un su kullanilan, kuru/su kullanilmayan ve ekstrem ultraviyole litografi
cihazlari, yari iletken kontrol sistemleri ve i-line teknolojisi sirketin {iriin ¢esitliligini
genisletmektedir. MEMS ve LED igin 6zel olarak gelistirilmis litografi ¢dziimlerine sahip olan
Nikon bunlara ek olarak, gériintii sensorii denetimi i¢in 6zel aydinlatma sistemleri de dahil

olmak iizere gelismis yar1 iletken denetim ekipmani sunmaktadir.®

4.DUNYADA CiP URETIMi

Tiimdevre, mikroelektronik ¢ip veya bilgisayar ¢ipi olarak da bilinen yar1 iletkenler;
veri depolayan, tasiyan ve isleyen milyarlarca bilesenden olusan kiigiik elektronik cihazlardir.
Tiim bu islevler, silicon (Si) ve silicon-germanium (SiGe)'’ gibi yar1 iletken malzemeler ile
elektrik devrelerinin hassas bir sekilde kontrol edilmesini saglayan kendine has 6zellikleri
sayesinde miimkiin olmaktadir.'8

Yar iletkenler, yazilim uygulamalarini ¢alistirmak ve dijital verileri gegici olarak
saklamak gibi farkli bircok amag icin kullanilmaktadir. Cep telefonlari, oyun bilgisayarlari,
ucak aviyonikleri'®, endiistriyel makineler, askeri ekipman ve silahlar da dahil olmak {izere
birgok {iriiniin veri depolama ve iletisim yeteneklerini saglamaktadir. Uretim ekipmanlar1 gibi
temeli mekanik sistemlere dayanan birgok iirin biiylik Olglide ¢ip tabanli elektroniklere
baghdir. Cipler; yapay zeka, bulut bilisim, 5G, nesnelerin interneti (Internet of Things-10T),
biiyiik veri, analitik ve siiper bilgisayarlar gibi gelismekte olan teknolojik uygulamalar igin

oldukca onemlidir.?°

18 Nikon, https://www.nikonprecision.com/products-and-technology/

17 Silikon germanyum (SiGe), kablosuz uygulamalar icin {iretilmis bir yar1 iletken teknolojisidir.

18 Platzer, Michaela D., Sutter, Karen M., Sargent Jr, John F. (2020). Semiconductors: U.S. Industry, Global
Competition, and Federal Policy.

19 Ucakta aviyonik; "Havacilik" ve "elektronik” terimlerinin gergek bir karisimi olan bir hava aracina veya uzay
aracina kurulan aviyonik, motor kontrollerini, u¢us kontrol sistemlerini, navigasyonu, iletisimi, ugus kayit
cihazlarini, aydmlatma sistemlerini, tehdit algilamay1, yakit sistemlerini, elektro-optigi icermektedir.

20 Platzer, Michaela D., Sutter, Karen M., Sargent Jr, John F. (2020). Semiconductors: U.S. Industry, Global
Competition, and Federal Policy.
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Sekil 3: Yari Iletkenlerin Gelecegi

Yapay Kuantum Kablosuz  Nesnelerin
zeka bilisim ag interneti

.‘.}.

Robotik Oyunlar

Sanal gerceklik

= . )
Artirilnns gerceklik +| Tibbi cihazlax

Diziistii ve masaiistii 1
Ucaklar

bilgisayarlax

Gii¢ ekipmanlan 27 Askeri cihazlax

Otonom ara¢  Akilh
kullanum  telefonlax

EKklemeli iiretim Depolama ve bellek

Kaynak: Alex Capri, “Semiconductors at the Heart of the U.S.-China Tech War: How a New Era of
TechnoNationalism is Shaking Up Semiconductor Value Chains,” Hinrich Foundation, January 2020,
p. 13.

Son teknoloji {irinii mikrogipin imalati, insanoglunun en biyiik teknolojik
basarilardan biridir. Ornegin; 3 nanometre minimum boyutlarda yapilar igeren bir tiimdevreyi
neredeyse sifir hata payiyla tasarlamak ve seri liretime gegirmek diinya lizerindeki kapsamli
bilgiye dayali siire¢lerden birinin sonucudur. Ar-Ge maliyetlerinin milyarlarca dolara ulastig
bu dinamik ortamda az sayida ¢ok uluslu sirket rekabet edebilmektedir.?!

Ciplere olan ihtiyacin artmasi ve ¢iplerin diinya ekononomisinde roliiniin hizla
bliylimesi, giiniimiizde ¢ip endiistrisini kiiresel anlamda énemli bir konuma tagimistir. COVID-
19 pandemisi ile birlikte ¢iplere olan talebin Ongoériilenin iizerinde olmasi, ¢ip iiretiminin
stratejik acidan tasidigir degeri daha da artirmistir. Cip tedarikgileri bu siirecte hem iiretim
miktarini artirmak hem de yogun ¢ip talebini karsilamak igin sirket birlesmeleri, sirket alimlari
ve yatirimlarini artirma gibi gesitli yonetimsel kararlara bagvurmustur. Cip tliretimi veya ¢ip

tasarimi yapan baslica firmalar:

2L Alex Capri, “Semiconductors at the Heart of the U.S.-China Tech War: How a New Era of TechnoNationalism
is Shaking Up Semiconductor Value Chains,” Hinrich Foundation, January 2020, p. 13.
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Farkli uygulamalarda kullanilan mikrogipleri tasarlayan, gelistiren ve
tireten TSMC 1987 kurulmustur.

TSMC, diinyanin en biiyiik 6zel yar iletken iiretim tesisi olarak 2022
yilinda uluslararasi ¢ok sayida biiyiik 6l¢ekli miisteriye hizmet sunmus ve
yiiksek performansli bilgi islem, akilli telefonlar, nesnelerin interneti
(IoT), otomotiv ve dijital tiiketici elektronigi dahil ¢esitli son pazarlari
kapsayan uygulamalar igin 12.698 iiriin {iretmistir.??

SMIC, tiimdevre iretim ve teknoloji hizmetleri sunan bir yari iletken
tireticisidir.

Cin’de bulunan SMIC; iiretim kapasitesi, iiretim Olgegi ve sundugu
hizmetlerle sektdriin 6nciileri arasindadir.?

1968 yilinda yart iletken ¢ip iireticisi olarak faaliyete baslayan Intel, 1971
yilinda ticari olarak kullanilabilir tiriinler liretmeye baslamistir.

1990’11 yillarda ¢ip ve ekran kartlar ile birlikte ana kartlar liretmistir.
Bircok bilgisayar sistemi iireticisine mikroislemci tedarik etmekte ve
ayrica ag arabirim denetleyicileri (Network Interface Controllers-NIC),
timdevreler, flash bellekler, gomiilii islemciler, haberlesme ve bilgi
islemle ilgili diger aygitlar1 da iiretmektedir.?*

Intel'in diinya ¢apinda 10 lokasyonda iiretim yapan 15 fabrikasi (wafer
fabs) bulunmaktadir.?®

Nvidia, 1993 yilindan itibaren hizlandirilmis bilgi islem alaninda 6ncii
konumdadir.

Sirketin 1999 yilinda grafik islemci birimini (Graphics Processing Unit-
GPU) icat etmesi bilgisayar oyun pazarinin biiyiimesini saglamistir.
Sirket, GPU’larin yan1 sira mobil cihazlar ve otomotiv sektdrii i¢in ¢ip
lizerinde sistemler (Systems-on-Chip-SoC) iiretmektedir.?®

Micron Technology, flash belleklerin yani sira tekrar yazilabilir disk
(Compact Disc-Rewritable-CD-RW) depolama ¢oziimleri de dahil olmak
tizere bellek cipleri gelistirmis oncii sirketlerden biridir.

Bilgi Islem ve Ag Is Birimi (Compute & Networking Business Unit-
CNBU), Mobil Is Birimi (Mobile Business Unit-MBU), Depolama Is
Birimi (Storage Business Unit -SBU) ve Gomiilii Is Birimi (Embedded
Business Unit-EBU) alanlarda faaliyet gostermektedir.

Micron’un  {rlinleri;  bilgisayarlarda,  tiiketici  elektroniginde,
otomobillerde, iletisimde ve sunucularda kullanilmaktadir.?’

22 TSMC, https://www.tsmc.com/english/aboutTSMC/company profile

23 SMIC, https://www.smics.com/en/site/about_summary

24 Intel, https://www.intel.com/content/www/us/en/history/virtual-vault/articles/intels-founding.html

3 Intel, https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000089875/programs/intel-corporation.html

% Nvidia Newsroom, (2023, 21 Mart). “NVIDIA, ASML, TSMC and Synopsys Set Foundation for Next-
Generation Chip Manufacturing”, 9 Haziran 2023 tarihinde https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-asml-
tsmc-and-synopsys-set-foundation-for-next-generation-chip-manufacturing adresinden erisildi.

27 Investopedia, “MICRON TECHNOLOGY, INC”, 9 Haziran 2023 tarihinde
https://www.investopedia.com/markets/quote?tvwidgetsymbol=mu adresinden erisildi.
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Qualcomm, merkezi Kaliforniya’da bulunan ¢ok uluslu bir Amerikan

sirketidir.

Sirket kablosuz teknoloji ile ilgili yari iletken iirlinler, yazilimlar
Qualcomm tiretmektedir. Ayrica otomobil, saat, diziistii bilgisayar, Wi-Fi, akilli

telefon ve diger cihazlar i¢in yar1 iletken bilesenler veya yazilimlar

gelistirmistir.

1969 yilinda kurulan AMD, bilgisayar islemciliginde kullanilan yari
iletken aygitlarin tiretiminde uzmanlasmis kiiresel bir sirkettir.

Merkezi Kaliforniya’da bulunan sirket, mikroislemcilerin (bilgisayar
cipleri) 6nemli bir tedarik¢isidir.

Ayrica sirket flash bellekler, GPU, ana kart ¢ip seti ve tiiketici elektronigi
tiriinlerinde kullanilan cesitli bilesenler iiretmektedir.?

1991 yilinda kurulan Broadcom, Kaliforniya'da bulunan halka agik bir
Amerikan sirketidir.

Sirketin yar1 iletkenler {iretme konusundaki deneyimi bilgisayarlardan
akilli telefonlara kadar gesitlilik gostermektedir. Ayrica onlarca biiyiik
sirket i¢in iiretim yapmaktadir. Broadcom’un {iriinlerine olan talebin
bliyiik bir boliimiinii, c¢iplerinin sifreleme gerektiren gorevleri
hizlandirabilme 6zelligi olusturmaktadir. Birgok sirket icin bu ¢ipler e-
ticarete ve giivenli iletisime yardimer olmaktadir.

Broadcom ayrica bircok akilli telefonda WiFi destegi saglama konusunda
uzmanlasmis "BCM43" serisi yongalar1 da iiretmektedir.?®

Advanced Micro
Devices, Inc. -
AMD

Broadcom

Texas Instruments Incorporated; endiistriyel, otomotiv, kisisel elektronik,
iletisim ekipmanlar1 ve kurumsal sistemler gibi pazarlar i¢in analog
cipleri ve gomiilii islemcileri tasarlayan, iireten, test eden ve satan kiiresel
bir yar1 iletken sirketidir.

Texas Instruments, 1954 yilinda diinyanin ilk ticari silikon transistoriinii,
1958 yilinda timdevreyi, 1967 yilinda el hesap makinesini ve 1987
yilinda dijital 151k isleme ¢ipini (Digital Light Processing-DLP) iireten
koklii bir yari iletken sirketidir.3

Texas
Instruments
Incorporated

GlobalFoundries, diinyada yar1 iletken {ireticileri arasinda Oncil
firmalardan biridir.

GlobalFoundries = Sirket mobilite, otomotiv, bilgi islem, kablolu baglanti, nesnelerin
interneti (IoT) ve diger endiistriyel uygulamalar gibi pazarlar igin
tiimdevreler iiretmektedir.>?

28 AMD, https://www.amd.com/en/technologies/introduction-to-semiconductors

2 Flynn, Jack (2023, 10 Nisan). “10 LARGEST SEMICONDUCTOR COMPANIES IN THE WORLD”, 9
Haziran 2023 tarihinde https://www.zippia.com/advice/largest-semiconductor-companies-world/ adresinden
erisildi.

30 Texas Instruments, ”, 9 Haziran 2023 tarihinde https://news.ti.com/texas-instruments-breaks-ground-on-new-
300-mm-semiconductor-wafer-fabrication-plants-in-sherman-texas adresinden erisildi.

31 Flynn, Jack (2023, 10 Nisan). “10 LARGEST SEMICONDUCTOR COMPANIES IN THE WORLD”, 9
Haziran 2023 tarihinde https://www.zippia.com/advice/largest-semiconductor-companies-world/ adresinden
erigildi.

32 Global Foundries, https://gf.com/
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Diinyanin en biiyliik ikinci bellek ¢ipi tireticisi olan SK Hynix 6nde gelen
yart iletken tedarik¢ilerindendir.

SK Hynix Dinamik rastgele erisimli bellek (Dynamic Random Access Memory-
DRAM) ¢ipleri, flash bellek ¢ipleri (NAND) ve CMOS goriintii sensorleri
(CIS) iiretmektedir.®

1969 yilinda kurulan Samsung’un yar iletkenleri, akilli telefonlar ve
tabletler basta olmak tizere elektronik sektoriinde tiim alanlarda
Samsung kullanilmaktadir. Yart iletkenler diginda lityum-iyon piller, goriintii
Electronics sensorleri, kamera modiilleri de iireten ve diinyanin en biiyiik yar1 iletken
iireticilerinden biri olan Samsung®*, cip iiretim tesislerine 2030 yilina
kadar 151 milyar ABD dolar1 yatirim yapmay1 hedeflemektedir.®

KIOXIA Group, NAND flash bellek iireticilerinden bir tanesidir.
KIOXIA, 1987 yilinda gli¢ kaynagi gerektirmeyen ilk NAND flash

KIOXIA bellegini icat etmistir. Bu teknoloji glintimiizde akill1 telefonlar gibi dijital
cihazlardan veri merkezlerine kadar ¢esitli alanlarda kullanilmakta olup
bilgi toplumunun temel bilesenlerinden biri haline gelmistir.*®

Renesas Elektronik Sirketi’nin yiizde yiiz istiraki olan Renesas

Renesas Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Japonya'da bulunan dort yari

Electronics iletken iiretim fabrikasinin (Naka, Kawashiri, Saijo ve Takasaki)
isletmesinden sorumludur.®’

NXP, ABD'de bulunan dort tretim tesisinde mikrodenetleyiciler

NXP (Microcontroller Unit- MCU), mikroiglemciler (Microprocessor-MPU),

Semiconductors @ glic yonetimi cihazlari, radyo frekansi (Radio Frequency-RF) alici-
vericileri®®, amplifikatorler ve sensorler iiretmektedir.>®

2022 yil1 birgok yari iletken tiriinde kitlik yasanmasi sorunu ile baglamistir. Bu nedenle
tirlinlerin teslim siireleri uzarken fiyatlar artmig ve bircok nihai pazarda elektronik ekipman
tiretimi azalmistir. 2022 yilinin ikinci yarisinda ise kiiresel ekonomi; yiiksek enflasyon, artan
faiz oranlar1, yiiksek enerji maliyetleri ve Cin'de devam eden COVID-19 karantinalar1 baskis1

altinda hiz kesmeye baslamis ve bu durum birgok kiiresel tedarik zincirini etkilemistir.

33 SK Hynix, https://eng.sk.com/companies/sk-hynix

34 Flynn, Jack (2023, 10 Nisan). “10 LARGEST SEMICONDUCTOR COMPANIES IN THE WORLD”, 9
Haziran 2023 tarihinde https://www.zippia.com/advice/largest-semiconductor-companies-world/ adresinden
erisildi.

% Berger, R. O. L. A. N. D. (2023). Trend compendium 2050—Six megatrends that will shape the world. Sources,
1, 2023-2027.

3% KIOXIA, https://europe.kioxia.com/en-europe/about.html

37 Renesas, https://www.renesas.com/us/en/about/profile/global/rsmc

% Radyo frekansi (RF) ahai-vericileri, radyo sinyallerini hem gonderebilen hem de alabilen elektronik
cihazlardir. RF alici-vericileri igeren yaygin cihazlar arasinda telsizler, kablosuz telefonlar ve kablosuz ag
kullanabilen bilgisayarlar bulunmaktadir.

3 NXP,” NXP in the United States”, 9 Haziran 2023 tarihinde https://www.nxp.com/company/about-
nxp/worldwide-locations/united-
states:USA#:.~:text=NXP%200wns%20and%200perates%20four,RF%20transceivers%2C%20amplifiers¥%20and
%20sensors adresinden erisildi.

17


https://eng.sk.com/companies/sk-hynix
https://www.zippia.com/advice/largest-semiconductor-companies-world/
https://europe.kioxia.com/en-europe/about.html
https://www.renesas.com/us/en/about/profile/global/rsmc
https://www.nxp.com/company/about-nxp/worldwide-locations/united-states:USA#:~:text=NXP%20owns%20and%20operates%20four,RF%20transceivers%2C%20amplifiers%20and%20sensors
https://www.nxp.com/company/about-nxp/worldwide-locations/united-states:USA#:~:text=NXP%20owns%20and%20operates%20four,RF%20transceivers%2C%20amplifiers%20and%20sensors
https://www.nxp.com/company/about-nxp/worldwide-locations/united-states:USA#:~:text=NXP%20owns%20and%20operates%20four,RF%20transceivers%2C%20amplifiers%20and%20sensors
https://www.nxp.com/company/about-nxp/worldwide-locations/united-states:USA#:~:text=NXP%20owns%20and%20operates%20four,RF%20transceivers%2C%20amplifiers%20and%20sensors

TURKIYE CUMHURIYETI CUMHURBASKANLIGI

% DIJITAL DONUSUM OFISi

Tiiketiciler de harcamalarin1 azaltarak bilgisayar ve akilli telefon talebini diistirmiistiir.

Ardindan isletmeler kiiresel bir durgunluk beklentisiyle harcamalarini azaltmaya baglamis ve

tiim bunlar yar1 iletken endiistrisinin biiylimesini olumsuz etkilemistir.

Gartner tarafindan agiklanan verilere gore, 2021 yilinda 595 milyar ABD dolar1 olan

diinya c¢apindaki yari iletken geliri 2022 yilinda %]1,1 artarak 601,7 milyar ABD dolar

olmustur. En biiyiik 25 yart iletken tedarik¢isinin toplam geliri 2022 yilinda %2,8 artarak

pazarin %77,5'ini olusturmustur.

Tablo 1: Diinya Capinda Gelirlerine Gore Ilk 10 Yart Iletken Tedarik¢isi (milyon ABD dolarz)

2022 2021-2022
2022 2021 2022 2021
Tedarikei Pazar Biiyiime
Siralama | Siralama Gelirleri Gelirleri
Pay1 (%) (%0)
Samsung
1 1 ) 65,585 10,9 73,197 -10,4
Electronics
2 2 Intel 58,373 9,7 72,536 -19,5
3 3 SK Hynix 36,229 6,0 37,192 -2,6
4 5 Qualcomm 34,748 58 27,093 28,3
Micron
5 4 ) 27,566 4,6 28,624 -3,7
Technologies
6 6 Broadcom 23,811 40 18,793 26,7
7 10 AMD 23,285 3,9 16,299 42,9
8 8 Texas 18,812 3,1 17,272 8,9
Instruments
9 7 MediaTek 18,233 3,0 17,617 35
10 11 Apple 17,551 29 14,580 20,4
Digerleri 277,501 46,1 271,749 21
Toplam Pazar 601,694 100 594,952 11

Kaynak: STAMFORD, Conn., (2023, 17 Ocak). “Gartner Says Worldwide Semiconductor Revenue
Grew 1.1% in 20227, 7 Haziran 2023 tarihinde https://www.gartner.com/en/newsroom/press-
releases/2023-01-17-gartner-says-worldwide-semiconductor-revenue-grew-one-percent-in-2022

adresinden erisildi.

18


https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2023-01-17-gartner-says-worldwide-semiconductor-revenue-grew-one-percent-in-2022
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2023-01-17-gartner-says-worldwide-semiconductor-revenue-grew-one-percent-in-2022

* TURKIYE CUMHURIYETI CUMHURBASKANLIGH
~" DUJITAL DONUSUM OFIsI

Tablo 1’de goriildiigh tizere Samsung Electronics’in basta bellek ve NAND flash#
satiglarinin azalmasiyla birlikte gelirinin 2022 yilinda %10,4 oraninda diismesine ragmen
listede ilk siradaki yerini korumustur. %9,7 pazar payi ile ikinci siradaki yerini degistirmeyen
Intel’in ise tiiketici bilgisayar pazarindaki onemli diisiis ve temel x86 islemci alanindaki gii¢lii
rekabet nedeniyle gelirlerinde %19,5 azalma yasanmigtir. AMD, yillik %42,9’luk gelir artisiyla

onuncu siradan yedinci siraya yiikselmistir.*!

Grafik 1: 1987'den 2023'e Kadar Diinya Capinda Yar: Iletken Pazar Biiyiikliigii
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* Tahmini degerdir.
Kaynak: Statista, https://www.statista.com/statistics/266973/global-semiconductor-sales-since-1988/
adresinden 07.06.2023 tarihinde erigildi.

Yari iletkenler, elektronik cihazlarin 6nemli bilesenleridir ve sektoriin rekabeti oldukga
yiiksektir. Statista tarafindan Kasim 2022’de yayimlanan verilere gore; 2022 yilinda yar1 iletken
satiglart diinya genelinde 580,13 milyar ABD dolarma ulasmis ve yillik biiyiime orani ise
%4,4’e yiikselmistir.*?

40 NAND flash, verileri tutmak i¢in gii¢ gerektirmeyen bir tiir depolama teknolojisidir.

41 STAMFORD, Conn., (2023, 17 Ocak). “Gartner Says Worldwide Semiconductor Revenue Grew 1.1% in 2022,
7 Haziran 2023 tarihinde https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2023-01-17-gartner-says-
worldwide-semiconductor-revenue-grew-one-percent-in-2022 adresinden erisildi.

42 Statista, “Semiconductor market size worldwide from 1987 to 2023”, 7 Haziran 2023 tarihinde
https://wwuw.statista.com/statistics/266973/global-semiconductor-sales-since-1988/ adresinden erisildi.
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Grafik 2: 2015'ten 2022'ye Kadar Diinya Capinda Bélgelere Gére Yari Iletken Satislar
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Kaynak: Statista, https://www.statista.com/statistics/249509/forecast-of-semiconductor-revenue-in-
the-americas-since-2006/ adresinden 07.06.2023 tarihinde erisildi.

Statista tarafindan Kasim 2022’de yayimlanan verilere gore; 2022 yilinda Cin 185,5
milyar ABD dolar ile yari iletken satislarinda diinya ¢apinda en biiyiik paya sahip olurken,
Asya Pasifik Bolgesi’nin geri kalan1 153,1 milyar ABD dolar yari iletken satis1 kaydetmistir.*®
Amerika kitasindaki yari iletken satiglarindan elde edilen gelir ise 142,7 milyar ABD

dolaridir.**

43 Cin hem g¢ip endiistrisi alaninda kendi kendine yetebilmek i¢in hem de teknolojik ilerlemelerini yavaslatmay1
amaclayan ABD eylemlerine engel olabilmek i¢in 143 milyar ABD dolar1 degerinde destek paketi iizerinde
caligmaktadir. (Berger, R. O. L. A. N. D. (2023). Trend compendium 2050—Six megatrends that will shape the
world. Sources, 1, 2023-2027.)

#Statista, “Semiconductor sales worldwide from 2015 to 2022, by region”, 7 Haziran 2023 tarihinde
https://www.statista.com/statistics/249509/forecast-of-semiconductor-revenue-in-the-americas-since-2006/
adresinden erisildi.
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Cip endiistrisi alaninda faaliyet gosteren bes biiyiik ¢ip ireticisi olan Bosch GmbH,
Infineon Technologies AG, Nordic Semiconductor, NXP Semiconductors ve Qualcomm
Technologies tarafindan RISC-V’nin* mimarisinin benimsenmesinin hizlandirilmasi1 amaciyla
ortak bir girisime imza atilmistir. S6z edilen 5 biiyiik ¢ip {ireticisi sahip olduklar1 finansman ve
bilgi birikimlerini RISC-V ile paylasarak Almanya’da yeni bir sirket kurmay1 ve RISC-V’yi
yeni cihazlar ve mikrogipler i¢in uygun bir ileri teknoloji haline getirmeyi amaclamaktadir.
Oncelikli olarak otomotiv sektoriine yonelik ¢oziimler gelistirilmesinin planlandig, ilerleyen
donemlerde ise mobil ve Nesnelerin interneti (IoT) alanlarma odaklanilacag: ifade edilmistir.
Faaliyete gecirilmesi planlanan yeni sirketin daha genis bir sektorel yelpazede kullanilmak
tizere yeni RISC-V ¢iplerinin referans tasarimlar ig¢in ¢alismasi ve fiili olarak ¢ip iiretmek
yerine danismanlik hizmeti saglamas1 dngdriilmektedir. Sirket, RISC-V ISA’ya*® dayal1 yeni
¢ip tasarimlar1 liretmeyi ve tlglincii taraf kuruluslara yeni bir endiistri standardi olarak

benimseme firsat1 sunmay1 amaglamaktadir.*’
5. YARI ILETKEN ENDUSTRISININ KURESEL DURUMU

Yar1 iletken endiistrisi, ileri teknolojilerin temelini olusturan ve bir¢ok sektorde
kullanilan yar iletken bilesenlerin {iretimine odaklanan biiyiik bir sektdrdiir. Yari iletkenler,
elektronik cihazlarin temel bilesenlerini olusturan malzemeler olup; tliketici elektronigi,
telekomiinikasyon, otomotiv, savunma, saglik ve endiistriyel sektorlerde genis bir kullanim

alanina sahiptir.

Son yillarda daha ¢ok 6nem kazanan yari iletken endiistrisi yiiksek biiylime potansiyeli
tasimaktadir. Bu biiyimede, mobil cihazlarin ve akilli ev sistemlerinin yayginlasmasi, yapay
zeka ve nesnelerin interneti gibi yeni teknolojilerin ortaya ¢ikisi, otonom araglarin gelisimi ve
veri merkezi ihtiyacinin artmasi gibi faktorler etkili olmustur. Bununla birlikte, enerji
verimliligi, yiiksek hizli iletisim ve daha kiiciik boyutlu bilesenler gibi talepler, yar iletken

endiistrisinde yeni inovasyonlari tesvik etmektedir.

4 RISC-V “Reduced Instruction Set Computer — Five”, acik kaynakli bir komut seti mimarisi (Instruction Set
Architecture-ISA) ve islemci tasarimidir.

46 ISA, bir bilgisayarm merkezi islem biriminin yiiriitebilecegi komut setini ve bu komutlarm makinede kodlanma
seklini tanimlamaktadir.

47 Qualcomm, (2023, 4 Agustos). “Leading Semiconductor Industry Players Join Forces to Accelerate RISC-V”,
09 Agustos 2023 tarihinde
https://www.qualcomm.com/news/releases/2023/08/leading-semiconductor-industry-players-join-forces-to-
accelerate?utm _campaign=DonanimHaber&utm_medium=referral&utm_source=DonanimHaber adresinden
erigildi.
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Kiiresel yar1 iletken endiistrisi oldukga yiiksek rekabete sahip bir sektdrdiir. Onde gelen
yari iletken sirketleri Ar-Ge faaliyetlerine biiyiik yatirimlar yapmakta ve siirekli olarak yeni
teknolojiler gelistirmek i¢in ¢alismalarmi silirdirmektedir. Ayrica, {retim siireclerini
tyilestirmek, maliyetleri diisiirmek ve daha yiiksek verimlilik elde etmek i¢in caligmalar

yiirtitilmektedir.

Gelecekte daha kiigiik, daha hizli ve daha giiglii yar1 iletken bilesenlerin gelistirilmesi
ve yeni uygulama alanlarinin kesfedilmesiyle birlikte yari iletken endiistrisinin biiyiimesi

beklenmektedir.

Grafik 3: 1988'den 2023'e Kiiresel Yari lletken Endiistrisi Gelir Artisi
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Kaynak: Statista,
https://www.statista.com/statistics/266976/forecast-revenue-growth-in-the-semiconductor-industry-
worldwide/ adresinden 01.06.2023 tarihinden erisildi.

Grafik 3’te yer alan ve Statista tarafindan Kasim 2022’de yayimlanan verilere gore;
2022 yilinda kiiresel yar1 iletken endiistrisi, pazarin 2019 yilinda yasadigi %12'lik diistisiin
ardindan bir bagka toparlanma yili olan 2021'e kiyasla %4,4 oraninda biiylime gdstermistir.
2019'daki diisiis, basta Samsung'un yari iletken gelirleri olmak iizere en biiyiik saticilarin

cogunu olumsuz etkileyen bellek pazarindaki gerilemenin bir neticesidir.

Intel, satis geliri acisindan diizenli olarak onde gelen kiiresel yari iletken sirketleri
arasinda yer almaktadir. 2022 yilinda Intel'in yar iletken pazar pay1 % 9,7°dir. ABD merkezli
diger 6nemli yart iletken sirketleri arasinda yer alan; otomotiv ve akilli telefon pazarlari igin bir
dizi yari iletken iiriin gelistiren Qualcomm'un yari iletken geliri ise 2022 yilinda 34,8 milyar
ABD dolarma ulagmis ve bu da sirketin bir 6nceki yil elde ettiginden 7 milyar ABD dolar daha

fazladir.
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Grafik 4: 2012'den 2023'e Diinya Capinda Aylara Géore Yart Iletken Satislar:
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Kaynak: Statista,

https://www.statista.com/statistics/277404/global-semiconductor-sales-by-month/ adresinden
01.06.2023 tarihinden erisildi.

Grafik 4’te yer alan ve Statista tarafindan Kasim 2022’de yayimlanan verilere gore;
Ocak 2023'te kiiresel yari iletken satiglari toplam 41,33 milyar ABD dolar1 olmus ve iki yilin
en diisiik aylik degerine ulasmistir. Ocak 2023 degeri, Ocak 2022'de gézlemlenen 50,74 milyar
ABD dolarina kiyasla yillik bazda %18,5'lik bir diisiisti temsil etmektedir.

Grafik 5: 2015'ten 2022've Diinya Capinda Bélgelere Gore Yar Iletken Satiglart

0 100 200 300 400 500 600
2017 36,1 129,7 szl
2018 39,9 158,5 7% A

Pazar Buyukligl (Milyar ABD dolari)
m Amerika Kitasi = Avrupa Japonya Cin ® Asya Pasifik / Tim diger Ulkeler
Kaynak: Statista,

https://www.statista.com/statistics/249509/forecast-of-semiconductor-revenue-in-the-americas-since-
2006/ adresinden 01.06.2023 tarihinden erisildi.
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Grafik 5’te yer alan ve Statista tarafindan Kasim 2022’de yayimlanan verilere gore;
2022 yilinda Cin 185,5 milyar ABD dolar ile yar1 iletken satislarinda en biiyiik paya sahip
olurken, Amerika kitasindaki yar iletken satiglar1 142,7 milyar ABD dolar1 olmustur.

Grafik 6: 2020'den 2030'a Kadar Diinya Capinda Kullanima Gére Yar: Iletken Pazar Geliri
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Kaynak: Statista,
https://www.statista.com/statistics/498265/cagr-main-semiconductor-target-markets/ adresinden
01.06.2023 tarihinden erisildi.

2025 yilina kadar, kiiresel yar1 iletken endiistrisinde 6nde gelen kullanim alanlarindan
birinin akilli telefonlar olmasi ve Ozellikle de bu tiir cihazlarda goriintii algilayicilarinin
gelistirilmeye devam edilmesi beklenmektedir. Bununla birlikte akilli telefonlarin, artirilmig
gerceklik (AR), sanal gerceklik (VR), 5G, 6G ve yapay zeka gibi yenilik¢i teknolojiler
gelistikce, yar1 iletken piyasasinda gelecege yonelik daha etkin bir rol oynamasi
beklenmektedir. Grafik 6’da goriildiigii tizere, 2022 yilinda akilli telefon yari iletken pazari 144
milyar ABD dolart degerinde olup; tahminler bunun 2025 yilina kadar 150 milyar ABD

dolarina yiikselecegini gostermektedir.

Son on yilda, kiiresel yar1 iletken endiistrisi tarafindan elde edilen gelirler istikrarli bir
sekilde artarak 2022 yilinda 580 milyar ABD dolarin1 asmistir. Oniimiizdeki yillarda, yari
iletken pazar gelirlerinde artis beklenmektedir. Bununla birlikte tahminler pazar gelirinin 2023

yilinda 550 milyar ABD dolarini gegecegini gostermektedir.
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6. CIP KRiZI VE SEBEPLERI

Giiniimiizde giindelik yasamimizin vazgecilmezi haline gelen iletisim araglarindan ev
aletlerine, otomobillerde kullanilan elektronik sistemlerden savunma teknolojisine, saglik
sektoriinden eglence ve tekstil sektoriine kadar pek ¢ok farkli alanda kullanilan ¢ipler, teknoloji
alaninda yari iletkenler olarak nitelendirilmektedir. 2020 yilindan giiniimiize tiim diinyada yar1
iletken arz sikintis1 yasanmakta ve bu da “yar1 iletken/cip krizi” olarak adlandirilan duruma yol
agmaktadir. Nitekim bu durum pek ¢ok endiistriyi ciddi sekilde etkilemis ve birgok iiriiniin
tiretiminin iptal edilmesine, durdurulmasina, ertelenmesine ve fiyatlarinin hizla yiikselmesine

neden olmustur.
Cip krizinin yasanmasina neden olan baslica iki unsur agsagida 6zetlenmistir:

e COVID-19 Pandemisi

2019 yilinin Aralik ayindan itibaren tiim diinyada ekonomik ve sosyal agilardan biiyiik
degisikliklere neden olan COVID-19 pandemisinin yari iletken endiistrisi tizerinde kiiresel
krize neden olan iki onemli etkisi vardir. Pandemi ilerledik¢e, fabrikalarin kapanmasiyla
tedarikte azalmalar, siparis iptalleri ve ¢ip dahil olmak tizere diger teknolojik malzemelerin
iiretiminde kisitlamalar meydana gelmistir. Uretimin hem maliyetli hem de mesakkatli oldugu
ve sadece belirli bolgelerde iiretim yapilan ¢ip imalat sektorii bu degisikliklerden olumsuz
etkilenmistir. Bununla birlikte insanlarin evlere kapanmasiyla tliketici elektronigi ve
teknolojilerine olan talep artmistir. Artan talebin karsilanamamasi arz-talep dengesizligine yol

acmis ve bir¢ok sektorde tedarik zinciri bozulmalarina neden olmustur.
e Amerika Birlesik Devletleri (ABD) — Cin Ticari Rekabeti

ABD, adil olmayan ticaret uygulamalar1 ve fikri miilkiyet hirsizlig1 gerekgeleriyle Cin’e
kapsamli tarife ve ticaret engelleri koymaya baslamasiyla ABD-Cin ticari rekabeti baslamistir.
ABBD, ticari iliskileri diizenlemek amaciyla Cin’den ithal edilen yar iletkenlere %25 giimriik
vergisi uygulayarak Cin'den gelen cipleri ABD'de yerel olarak iiretilen ¢iplere kiyasla daha

pahal1 hale getirmistir.

2020 yili Eyliil ayindan ABD Ticaret Bakanligi, Cin’in en 6nemli ¢ip iireticisi olan
Semiconductor Manufacturing International Corporation'a (SMIC) kisitlamalar getirmistir. S6z
konusu kisitlamalar SMIC’nin ABD’deki ihracatini olumsuz etkilemistir. ABD sirketleri ¢ip

tedarigi i¢in Tayvan'daki Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC) ve
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Giliney Kore'deki Samsung'u tercih etmeye baslamistir. Ancak TSMC ve Samsung’un iiretim

kapasitelerini asan miktarda taleple karsilagmalar1 gerekli arzin saglanamamasina yol agmustir.

ABD'nin ticaret tedbirlerine kars1 Cin hiikiimeti, ABD yonetimini ulusal korumacilik
uygulamakla suglayarak bazi 6nlemler almistir. Bu durum ABD-Cin arasindaki ticareti
olumsuz etkileyerek tireticiler ve miisteriler agisindan maliyetlerin artmasina neden olmustur.
Ticari rekabet ekonomik ve endiistriyel bitylimeyi yavaslatmis ve pek ¢ok Amerikan sirketinin

tedarik zincirlerini Asya'daki diger iilkelere tagimasina sebep olmustur.

Cin, ABD’nin ticaret tedbirlerine kars1 6nlemler almis ve bunun sonucunda tireticiler ve
miisteriler yiiksek maliyetlere maruz kalmistir. Bu ticari rekabet, ekonomik ve endiistriyel

biiyiimenin hizin1 yavaslatarak diger tilkelerde de dolayl1 yoldan mali hasarlara sebep olmustur.

COVID-19 salgin1 ve ABD-Cin ticari rekabetinin yani sira yari iletken tedarik zinciri

sorunlaria neden olan diger faktorler asagida 6zetlenmistir:*®

e Mart 2021'de Japonya'daki Renesas fabrikasinda c¢ikan yangin, mikrodenetleyici
(microcontroller) iiretiminin {i¢ ay siireyle askiya alinmasina neden olmus ve otomotiv
endstrisi bu cihazlardan biiyiik 6l¢iide etkilenmistir.

e Subat 2022'de Teksas'ta yasanan bir kar firtinasi;; NXP, Samsung ve Infineon
fabrikalarii kapatan bir elektrik kesintisine neden olmustur.

e 2019'un baglarinda Ukrayna'da ¢ikan bir yangin, yar iletkenleri paketlemek icin
gereken bir maddenin iiretimini sekteye ugratmigtir.

e Mart 2021'de bir kargo gemisi Siiveys Kanali'nda mahsur kalarak bir haftadan uzun bir
stire trafigi engellemis ve rotadaki ¢iplerin teslimatini etkilemistir.

e Ekim 2021'de 77 gemi, is giicii sikintis1 nedeniyle Los Angeles ve Long Beach'teki

limanlarin agiklarinda bekletilmistir.

Cip tireticileri talebi karsilamak i¢in ¢abalarken, bu olaylarin her biri yar1 iletken tedarik

zincirinde aksakliklara neden olmustur.

48 BISinfotech Research Team. SEMICONDUCTOR INDUSTRY OUTLOOK-2023. (JANUARY 4, 2023)
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6.1. Cip Krizinin Kiiresel Tedarik Zincirine Etkisi

Cip krizi, diinya capindaki tedarik zincirini olumsuz etkileyerek ¢esitli isletmelerde

aksakliklara ve sorunlara neden olmustur. Asagida ¢ip krizinin kiiresel tedarik zinciri

tizerindeki baglica etkileri 6zetlenmistir:*°

Uretimde Gecikmeler: Cip krizi: Otomotiv, tiiketici elektronigi ve endiistriyel iiretim
dahil olmak tizere ¢esitli sektorlerde iiretim gecikmelerine neden olmustur. Siirecler
birbirini tetiklemistir. Ornegin, otomotiv firmalarinin pandemide kKapanarak uzun siire
tiretimi askiya almalari, stok azaltma diislincesiyle ¢ip siparislerini iptal etmeleri, ¢ip
ireticilerinin iptal edilen bu siparisleri baska sektorlerin artan ¢ip taleplerini karsilamak
tizere doldurmalarina neden olmustur. Otomotiv sektoriiniin tekrar iiretime ge¢mesi
asamasinda, ¢ip sipariglerine yeniden baslamalar1 ancak ¢ip iireticilerinin artan talep
nedeniyle teslimat siirelerini aylar sonrasina verebilmesi, otomotiv sektoriinde derin bir
¢ip krizine neden olmustur. Yeterli ¢ip arzinin olmamasi nedeniyle, bir¢ok firma iiretimi
kisitlamak veya durdurmak zorunda kalmis, nihai iirlinlerin miisterilere tesliminde
gecikmelerin yaganmasina neden olmustur.

Maliyet Artislari: Cip krizi, diinya ¢apindaki tedarik zincirinde yer alan isletmeler igin
maliyet artislarina yol agmustir. Talebin arz1 agsmasi nedeniyle ¢ip fiyatlar1 artmis bu da
tirtinlerinde ¢ip kullanan firmalar i¢in daha yiiksek liretim maliyetlerine yol agmustir.
Sonug olarak kar marjlar1 ve toplam tedarik zinciri gelirleri diismiistiir.

Tedarik Zincirinin Yeniden Diizenlenmesi: Bazi firmalar ¢ip Krizine kars1 tedarik
aglarmi yeniden diizenlemistir. Tedarik¢ilerin ¢esitlendirilmesi, iiretimin yeniden veya
yakin bir yerde yapilmasi ya da iiriinlerin farkli bilesenler kullanilacak sekilde yeniden
tasarlanmasi1 gibi olasiliklar ortaya c¢ikmistir. Bu tiir tedarik zinciri yeniden
yapilandirmalar1 zaman alic1 ve pahali olabilir ve ¢ip Krizinin etkisini azaltmak igin

kuruluglarin tedarik zinciri stratejilerinin diizenlenmesi gerekmektedir.

4 PANDIT, T., JAIN, S. ABHISHEK., CHOGANI, DEENU., CHAWLA, PALLAV., WALIA, ANITA., RAI,
SUPRITA. (2023). Supply Chain Issues & Chip Shortage, cilt. 6 (4).
https://www.irejournals.com/formatedpaper/1704294.pdf adresinden 05.06.2023 tarihinde erisildi.
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Grafik 7: Sirketlerin Yar: Iletken Tedarik Zinciri Cevikligini ve Esnekligini Artwrmak Icin Planladig
Faaliyetler
Tedarik zincirinin cografi cesitliligini artirmak 46%
Daha stirdiirtilebilir bir tedarik zinciri olusturmak

Yeni/Revize edilmis stireklilik planlar

Tedarik zincirini dijitallestirmek icin yatirim yapmak

q/
(Tahmine dayal analitik, otomasyon, vb.) L

Uretim kapasitesini artirmak

Son pazarlari yeniden onceliklendirmek

N
[+2]
P 3

Miisteri odakli bir tedarik zinciri olusturmak

25%

Dahili tedarik zinciri yeteneklerini artirmak 24%

1%

Daha fazla envanter olusturmak

Kaynak: KPMG, Global Semiconductor Industry Outlook, February 2023.

Uluslararas1 ¢atigmalar kilit bolgelerde teknolojinin daha fazla millilestirilmesine ve
kisitlayict ticaret politikalarina yol actikga, yart iletken tedarik zincirinin esnekligi
azalmaktadir. Grafik 7’de goriildiigii lizere, yar1 iletken endiistrisindeki yoneticilerin neredeyse
yarist ¢evikligi ve esnekligi artirmak igin tedarik zinciri kaynaklarini ¢esitlendirmeyi
planlamaktadir. Bununla birlikte yoneticilerin %31°1 tedarik zincirini dijitallestirmek {izere

yatirim yapmanin faydali olacagini diistinmektedir.
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Sekil 4: Yari Iletken Tedarik Sorununun Hafiflemesine Iliskin Ongériilen Tarihler
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Kaynak: KPMG, Global Semiconductor Industry Outlook, February 2023.

KPMG tarafindan yapilan arastirma, sektordeki arz-talep dengesizliginin azaldigini ve
kiiresel ¢ip kithginin istikrara kavusmasinin hizla yaklastigini ve kismen gerceklestigini
gostermektedir. Sekil 4’te goriildiigl tlizere, katilimcilarin %52°si 2023 ortasina kadar arz
sorununun hafifleyecegini diisiinmektedir. %15’i ise arz ve talebin ¢ogu {iriin i¢in simdiden
dengede oldugunu diisiiniirken, sadece %20’si sikintinin 2023’e ve sonrasina kadar siirecegini

ongormektedir.
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Grafik 8: Oniimiizdeki U¢ Yil I¢inde Yar: Iletken Endiistrisinin Karsilasacag1 En Biiyiik Sorunlar

Yetenek riski (yeterli sayida kalifiye calisan olmamasi) 46%

Kiiresel enflasyon ve hiikiimetlerin tepkileri 41%

Bolgesellesme / Yart iletken teknolojisinin ve fikri
miilkiyetin millilestirilmesi

Tedarik zinciri aksakliklari

41%

Yari iletken tiretim kapasitesi fazlaligi

25%

Yiiksek tiretim maliyeti 17%

Artan Ar-Ge maliyetleri 17%
Rusya-Ukrayna savasinin kiiresel sonuglart 15%
Yar iletkenlere yatirimu yerellestirmek icin devlet tesvikleri 15%
Yari iletken tiretim kapasitesi kisitlamalart 14%

Siber giivenlik 13%

~
2

ASP erozyonu*

Diger

* Ortalama Satis Fiyati (Average Selling Price-ASP) erozyonu; bir {irin veya hizmetin zamanla
ortalama satig fiyatinin diigmesini ifade etmektedir.

Kaynak: KPMG, Global Semiconductor Industry Outlook, February 2023.

Cip teknoloji gelistirme uzmanlari, mithendisler, tasarimcilar, arka ofis personeli®® ve
proje yoneticilerinden fabrikalardaki cihaz operatorlerine kadar tiim insan kaynag, kiiresel yari
iletken ekosisteminin iglemesini saglayan en 6nemli bilegendir. Grafik 8’de belirtilen sorunlar

2023 ve sonrasi i¢in 6nemli bir endise kaynagidir.
6.2. Kiiresel Cip Krizinin Sektorler Uzerindeki Etkisi
o Bilisim
COVID-19 pandemisindeki karantinalar ile insanlar dijital ortamda g¢alismaya ve
o0grenmeye yonelmis bu sebeple diziistii bilgisayarlara ve tabletlere olan talepte biiyiik bir artis
yasanmustir. Bilgisayar pazarindaki talep artisi, bilesen kitligr ve tedarik zorluklarini da
beraberinde getirmistir. Kiiresel yar1 iletken kithgi, bazi bilgisayar modelleri i¢in teslim

siirelerinin 120 giine kadar uzamasina neden olurken, malzeme faturalarinda miisterilere

yansitilan fiyat artislarina da yol agmistir.>

%0 Arka ofis personeli, miisteriye dogrudan hizmet sunmayan, sirketin operasyonel faaliyetlerini destekleyen
calisanlardir.

51 Mohammad, W., Elomri, A., & Kerbache, L. (2022). The Global Semiconductor Chip Shortage: Causes,
Implications, and Potential Remedies. IFAC-PapersOnLine, 55(10), 476-483.
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Yari iletkenler, birgok sektor icin hayati Snem tasimaktadir. Ornegin; saglik sektdriinde
belirli uygulamalar i¢in tasarlanmis bir¢ok tibbi ekipman yari iletkenler gerektirmektedir.
Tedarik sikintis1 yasanmasi durumunda, bu tiir ekipmanlar kolayca degistirilebilen iirlinler
olmadigindan baska bir {iriinle ikame edilememektedir. Yar iletken kithginin etkisinin bir
Oornegi de tibbi vantilator {ireticilerinde goriilmiistiir. Vantilator treticileri, 2020 yilinda 9
milyonun iizerinde karsilanmamus talep oldugunu belirtmistir.>? Nesnelerin interneti (loT)
endiistrisi de ¢ip kithigindan biiylik 6lcilide etkilenmistir. Kiiresel {ireticilerin yaklagik %80' yar1
iletken gerektirecek dijital tirlinler iiretmekle miicadele etmektedir. Dolayisiyla bu teknolojinin

ilerlemesi ve gelismesini de olumsuz etkilemistir.>
e Otomotiv

Modern “otomobil beyinlerinin" yetersizligi, otomotiv tedarik zincirini biiylik 6l¢iide
etkilemistir. Giinlimiizde elektronik parcalar bir otomobilin degerinin yaklasik %40'mi
olusturmaktadir. Otomobiller teknolojik olarak daha gelismis hale geldik¢e kullanilan mikrogip
sayist da artmistir. Yapilan hesaplamalara gore, modern bir otomobilde ortalama 1.400 ila 1.500
arasinda yar1 iletken ¢ip kullanilmaktadir. Bazi modellerde bu miktar 3.000’e kadar
cikmaktadir. Otomobillerde kullanilan ¢ipler emisyon sistemlerinden siirlicii destek

sistemlerine kadar pek cok farkli gérevde kullanilmaktadir.>*

52 Semiconductor Industry Association(2020), From Microchips To Medical Devices

Semiconductors as an Essential Industry During The COVID-19 Pandemic, 20 Haziran 2023 tarihinde
https://www.semiconductors.org/wp-content/uploads/2020/10/From-Microchips-to-Medical-Devices-SIA-
White-Paper.pdf adresinden erigildi.

53 Gregersen, C. (2021, 12 Ekim). “How the Worldwide Chip Shortage Affects IoT - DZone 10T”, 20 Haziran
2023 tarihinde https://dzone.com/articles/how-the-worldwide-chip-shortage-affects-iot adresinden erisildi.

% AutomoBlog, “The Semiconductor Shortage Explained: The Auto Industry’s Big Challenge”, 20 Haziran 2023
tarihinde https://www.automoblog.net/research/news/semiconductor-shortage-
explained/#:~:text=The%20lack%200f%20sufficient%20semiconductors,schedules%20between%202021%20an
d%?202023 adresinden erisildi.
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Cip kithgl, otomobil freticilerini gerekli c¢ipleri alana kadar tamamlanmamig
otomobiller liretmeye ve daha sonra da bunlar1 bekletmeye zorlamistir. Kiiresel yari iletken
kithgr nedeni ile 2021 yilinda diinya capinda yaklasik 11,3 milyon adet aracin {iretimi
durdurulmustur.®® Yar iletkenler, pazarda giderek daha biiyiik bir sektor haline gelen elektrikli
araglar i¢in de 6nemli bir bilesendir. Cipler, benzinli araglarda kontrol ettikleri her seyin yani
sira elektrikli araclarda hem gilic aktarma mekanizmasini hem de bataryayr kontrol
edebilmektedir.>®

Yar iletken ve diger par¢a kithigimin nedeni ile 2020 yilinda aylik 845.107 olan
Toyota’nin kiiresel otomobil {iretimi sayis1 2021 yili Ekim ayinda 627.452’ye gerilemistir.>’

Volkswagen AG’nin 2023 yili Ocak ayinda satiglar1 %7 diigerek iiretim miktart yilda
8.3 milyon araca gerilemistir. Ayrica ¢ip kitligi nedeni ile 2022 yilindaki teslimatlari da son 11
yilin en diisiik seviyesine inmistir.>® Honda tiretimi aylik yaklasik 4.000 ara¢ diistirmiigtiir.>°

General Motors, 2021 yilinin ortalarindan itibaren devre disi olan fabrikalar1 yeniden
faaliyete gegirmis olup, tamamlanmamis durumda bekleyen otomobillere ¢ip yerlestirmektedir.
Bu durum, 2022 model otomobillerin satisa ¢gikarken miisterilerin 2021 model otomobilleri

satin almastyla sonuglanmustir.%

%5 Statista, “Number of vehicles removed from production worldwide due to the semiconductor shortage in 2021,
with a forecast for 2022 and 20237, 20 Haziran 2023 tarihinde
https://www.statista.com/statistics/1288308/automotive-production-reduction-semiconductor-shortage/
adresinden erisildi.

% AutomoBlog, “The Semiconductor Shortage Explained: The Auto Industry’s Big Challenge”, 20 Haziran 2023
tarihinde https://www.automoblog.net/research/news/semiconductor-shortage-
explained/#:~:text=The%20lack%200f%20sufficient%20semiconductors,schedules%20between%202021%20an
d%202023 adresinden erisildi.

5 Takezawa, S. (2021, 29 Kasim). “Toyota’s Output Slumps 26% on Prolonged Supply-Chain Snarls—
Bloomberg”, 20 Haziran 2023 tarihinde https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-29/toyota-s-output-
slumps-26-on-prolonged-supply-chain-disruption?cmpid=socialflow-twitter-
business&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=business&utm_campaign=socialflow-
organic#xj4y7vzkg adresinden erisildi.

%8 Raymunt, M. (2022, 12 Ocak). VW Sales Drop to Lowest in Decade, Taking Hit From Chip Crunch on Output
—Bloomberg, 20 Haziran 2023 tarihinde https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-12/vw-sales-fall-to-
11-year-low-after-chip-shortages-crimp-output#xj4y7vzkg adresinden erisildi.

% Hanada, Ryosuke. (2021, 8 Ocak). “Honda cuts car production on massive chip shortage”, 20 Haziran 2023
tarihinde  https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Honda-cuts-car-production-on-massive-chip-shortage
adresinden erisildi.

8 Mohammad, W., Elomri, A., & Kerbache, L. (2022). The Global Semiconductor Chip Shortage: Causes,
Implications, and Potential Remedies. IFAC-PapersOnLine, 55(10), 476-483.
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Televizyon fiyatlar1 2021 yilinin son aylarinda ¢ip tedarik durumu ile dogrudan
baglantili olarak yaklasik %30 oraninda artmistir.®® Kamera {iretiminde de yari iletkenlere
ihtiya¢ duyulmaktadir. Sony'nin tirettigi ZV-E10 Aynasiz Vlog kamerasinin iiretimi yar1 iletken
kithgr nedeniyle 2021 yilinda askiya alinmistir. Canon'un EOS R3 aynasiz fotograf
makinesinde ise 2021 y1l1 boyunca 6 aya varan sevkiyat gecikmeleri yasanmistir.%? Yari iletken
kithigindan etkilenen bir diger sektor de yazici liretimidir. Yari iletken kitligi nedeniyle Canon,
¢ok islevli yazicilar i¢in kullanilan belirli elektronik bilesenlerin tedariginde zorluklar
yasamustir.%® Cip krizinin olumsuz etkileri oyun sektdriine de yansimistir. Ornegin; Sony'nin

PlayStation 5 iiretim hedefi 16 milyondan yaklasik 14,8 milyona diisiiriilmiistiir.%*

7. ULKELERIN CIP KRiZi KARSISINDA TUTUMLARI VE
COZUME YONELIK GIRISIMLERI

7.1. Ulkelerin Cip Krizi Karsisinda Tutumlar
e Amerika Birlesik Devletleri

Amerika Birlesik Devletleri'ndeki (ABD) yart iletken iiretimi, kiiresel yari iletken
tretiminin %10'undan daha azin1 olusturmaktadir. Tedarik zincirine olan katkist Dogu
Asya'daki iilkelere kiyasla oldukca diisiik olan ABD, yari iletken sirketlerinin kiiresel tedarik
zinciri lizerindeki hakimiyetini artirmak istemektedir. Kiiresel tedarik zincirini desteklemek
icin politikalar uygulanmaya ve eylemlerde bulunmaya baslanmistir. Boylece, yari iletken
sirketlerine fon saglayarak Amerika'nin kendi yar1 iletken endiistrisinin gelistirilmesi i¢in
caligtlmaktadir. 2022 yili Eyliil ayinda yayimlanan ABD Yari iletken Ekosisteminin Yeniden
Canlandirilmas1 Raporu’nda® federal hiikiimetin ve 6zel sektdriin ABD’de yari iletken
tiretimini bir dizi yeni projeyle hizlandirmaya hazirlandig: belirtilmistir. Buna ek olarak yari

iletken sirketleri, denizasir1 yar1 iletken sirketleriyle rekabet etme kabiliyetini gelistirmek i¢in

81 Knight, W. (2021, 12 Mayis). “The Chip Shortage Is Driving Up Tech Prices—Starting With TVs _ WIRED.”,
20 Haziran 2023 tarihinde https://www.wired.com/story/chip-shortage-electronics-prices-tvs-displays/
adresinden erisildi.

62 Thubron, R. (2021, 7 Aralik). “Sony suspends orders of its new ZV-E10 mirrorless vlogger camera due to chip
shortage ~ TechSpot.” 20 Haziran 2023 tarihinde https://www.techspot.com/news/92530-sony-suspends-orders-
new-zv-e10-mirrorless-vlogger.html adresinden erisildi.

83 Gault, Matthew. (2022, 11 Ocak). “Canon Tells Customers to Break Its Printer Cartridge DRM Due to Chip
Shortage” 14 Haziran 2023 tarihinde https://www.vice.com/en/article/88g835/canon-tells-customers-to-break-its-
printer-cartridge-drm-due-to-chip-shortage adresinden erisildi.

6 Mohammad, W., Elomri, A., & Kerbache, L. (2022). The Global Semiconductor Chip Shortage: Causes,
Implications, and Potential Remedies. IFAC-PapersOnLine, 55(10), 476-483.

& Dally, W. J., & Su, L. (2022). Report to the President Revitalizing the US Semiconductor Ecosystem.
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50 milyar ABD dolar: degerinde federal siibvansiyon® talebinde bulunmustur. Hiikiimet bu
talebi kabul ederek 2027 yilina kadar ¢ip iiretimi igin siibvansiyon saglayacagini agiklamistir.
Ayrica ABD yari iletken sorununu ¢6zmek igin yiiksek teknolojili fabrikalara arastirma destegi
de vermektedir.

Tayvan merkezli yart iletken iireticisi TSMC, 2020 yilinda ABD’de yeni bir fabrika
kurma planlarimi1 resmi olarak agiklamis ve s6z konusu fabrikanin 2024 yilinda iiretime
gecmesini hedeflemistir. Yeni fabrikanin kurulmasi i¢in 12 milyar ABD dolar1 yatirim
yapilarak, ileri teknolojiye sahip 4 nanometre mikrogiplerin iiretimi hedeflenmektedir.®’

e (Cin

ABD-Cin arasindaki ticari rekabet, ABD'nin Cin’den yaptigi yari iletken ithalatini
azaltmaya c¢aligmasiyla baglamigtir. ABD Cin’den yapilan yar iletken ithalatina %25 giimriik
vergisi uygulayarak Cin menseli ¢ipleri ABD'de iiretilen ¢iplere kiyasla daha pahali hale
getirmistir. Bunun sonucunda Cin'den tedarik edilen yar1 iletkenler ABD'de toplam talebin
yalnizca %>5'ini olusturmustur.%®

Cin’in gilimriik verilerine gore; 2023 Haziran ve Temmuz aylarinda {ilkenin ¢ip tiretim
ekipman ithalati, gecen yilin ayn1 donemine kiyasla %70 artis gostererek yaklasik 5 milyar
ABD dolarma ulasmustir. Ithalatin biiyiik bir ¢ogunlugu Cin’in teknolojik ilerlemesini
yavaglatmak i¢cin ABD ile birlikte ¢alisan ve ¢ip iiretim ekipmanlarina ihracat kisitlamalar
getiren Hollanda ve Japonya’dan yapilmistir. S6z konusu iilkelerden Japonya’nin getirdigi
kisitlamalar 23 Temmuz’da yiiriirliige girerken Hollanda’nin kisitlamalar1 ise 1 Eyliil’de
yiirtirlige girecektir. Ayrica, Cin'in Singapur ve Tayvan gibi diger iilkelerden yapmis oldugu
ekipman alimlar1 da ithalatin artmasia katki saglamistir. Giimriik verilerine gore; ekipman
kategorisi icerisinde ¢ip liretimi icin litografi makineleri gibi ekipmanlar yer alirken wafer gibi

bilesenler ve malzemeler yer almamaktadir.®®

% Siibvansiyon ya da destekleme, devletin kisi ya da kurumlara mal, para veya hizmet bigiminde yaptigi
karsiliksiz yardimlaridir.
87 Anadolu Ajansi. (2022, 6 Aralik). “Tayvanli ¢ip devinin ABD'de fabrika kurma plamni, "Ada'dan
kagig”tartismasina yol a¢t1”, 7 Mart 2023 tarihinde https://www.aa.com.tr/tr/dunya/tayvanli-cip-devinin-abdde-
fabrika-kurma-plani-adadan-kacis-tartismasina-yol-acti/2756873 adresinden erisildi.
% Economic and Social Council (2021). Addressing the global shortage in semiconductors, 14 Haziran 2023
tarihinde https://www.pasmun.com/uploads/5/8/1/0/58103337/ecosoc_1_weiweichao_-

addressing_the global_shortage in_semiconductors.pdf adresinden erisildi.
% Financial Times (2023). “China imports record amount of chipmaking equipment”, 25 Agustos 2023 tarihinde
https://www.ft.com/content/6a1a88ff-a122-41a0-8e16-
d062f603f81c?accessToken=zwAGA72EzRkAKkc9gGoj 0SIBoNOOFtBi9gP4HA.MEY CIQCUAVVioU2hEBw
linzqged_-
4nmoLg2bVs6GbG69IN4LewlhAM3 1YwCr06xcl2R96nB6ImT Iptgll5TzxjOhcv5dg5C&sharetype=qgift&token
=50f48b3c-5065-493a-9f14-5d55a4257198 adresinden erisildi.
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e Giiney Kore

Giiney Kore hiikiimeti, ABD ile yar iletken tedarik zinciri ortakligini siirdiirerek yar1
iletken endiistrisini giiglendirmistir. Giiney Kore merkezli ¢ip iireticileri, ABD’li muadilleriyle
yakin baglant1 kurmaya ¢aligmistir. ABD Ticaret Bakanlig1 kiiresel yar iletken sirketlerinden
verilerini gonillii olarak Washington'a sunmalarini talep ederken, Giiney Koreli c¢ip
ireticilerinin biiylik ¢ogunlugu kendi sirket verilerini hazirlamaktadir. Verilerin toplanmasi;
seffaflig1 arttirmay, kiiresel arzdaki darbogazi tespit etmeyi ve kiiresel yari iletken kitliginin
ortaya ¢ikardigi zorluklar1 6ngormeyi amaglamaktadir. Ancak Kore'nin en biiyiik iki bellek ¢ip
tireticisi Samsung ve SK Hynix, ticaretle ilgili herhangi bir kritik bilgi vermeyeceklerini
aciklamigtir. Ayrica hiikiimet, yar1 iletken endiistrisini giiglendirmek icin "K-Yar1 Iletken
Stratejisi’®"ni uygulamaya gecirmistir. Hiikiimet kendi ¢ip iireticilerini desteklemek igin devlet
destekli paketler, vergi tesvikleri, kurumsal yatirimlar, vergi indirimleri, diisiik faiz orani ve

altyapi i¢in fonlar saglamaktadir.”
e Japonya

Japonya, taninan birgok sirket ile gii¢lii bir yari iletken endiistrisine sahiptir. Japonya'nin
iiretim, malzeme bilimi ve ¢ip tasarimi alanlarindaki uzmanlig yar1 iletken tiretimini devralmak
i¢in lilkeyi giliclii bir rakip olarak konumlandirmaktadir. Ayrica Japonya, iist diizey litografi
makineleri lireten Nikon gibi sirketlerle yari iletken litografi teknolojisindeki uzmanligini
genisletmektedir. Japonya'nin Ar-Ge'ye odaklanmasi nanoteknoloji, gelismis litografi ve
malzeme biliminde yeni gelismelere yol agarak kiiresel yar1 iletken pazarinda rekabet
edebilirligini artiracaktir.’

Japonya'da son donemde dikkat ¢eken bir gelisme ise yar1 iletken sektoriinde yer alan
sirketlerin devletlestirilmesi yoniindedir. Genel merkezi Tokyo’da bulunan ve yari iletken
tireticilerinden biri olan JSR'nin, devlet denetimindeki Japan Investment Corporation (JIC)
tarafindan satin alinmasi ile ilgili olarak goriismelere baglanmistir. 26 Haziran 2023 tarihinde

aciklanan stratejik satin alma girisimi, Japonya'nin Cin'e list diizey ¢ip ve ¢ip iiretim ekipmani

0 KBSWORLD, “K-Semiconductor Belt Strategy” to establish the world’s largest supply network by 2030,

15 Haziran 2023 tarihinde http://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?board seq=403357 adresinden

erisildi.

"1 Economic and Social Council (2021). Addressing the global shortage in semiconductors, 14 Haziran 2023

tarihinde https://www.pasmun.com/uploads/5/8/1/0/58103337/ecosoc_1 weiweichao_-
addressing_the_global_shortage in_semiconductors.pdf adresinden erisildi.

2 EPSNews, (2023, 13 Haziran). “Could Japan Dominate Chip Production?”, 11 Temmuz 2023

tarihinde https://epsnews.com/2023/06/13/could-japan-dominate-chip-production/ adresinden erisildi.
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ihracati konusunda ABD’nin kisitlamalarma yakin hareket ettigine isaret etmekte olup c¢ip

endiistrisinde iilkeler arasinda yasanan rekabetin bir gdstergesi olmaktadir.”
7.2. Cip Krizinin Coziimiine Yonelik Girisimlerin Degerlendirilmesi
e Yari Iletken Sirketleri Arasindaki Ortakhk

Yart iletken krizi sorununu ¢ézmek ve onlemek i¢in TSMC, Sony, Intel ve Samsung
basta olmak tizere biiyiik yari iletken sirketleri bazi girisimlerde bulunmustur. Biiyiik talep
sorunlarmin listesinden gelebilmek i¢in kapasitelerini ve etkinliklerini artirmaya ¢alismiglardir.
Omegin; TSMC ve Sony is birligi yaparak Japonya’nin Kumamoto kentinde yeni bir fabrika
daha kurulmasi konusunda anlagsma yapmustir. Cip tiretimindeki ortakliklari, ¢ip krizi etkilerini
azaltmak ve gelecekte yasanmast muhtemel ayni sorunlari Onlemek i¢in uygulanan

stratejilerden biridir.”
e Potansiyel Coziimler

COVID-19 pandemisinin ve talep artisinin neden oldugu yari iletken krizinin yari
iletken sirketleri ve devlet kurumlar is birligi ile ¢oziilebilecegi diisiiniilmektedir. Devlet
kurumlar; yart iletken iireticilerine fon, yardim veya diger gerekli mali destegi saglayarak ¢ip
krizinin ekonomi {izerindeki etkisini azaltmaya yardimeci olabilecektir. Hiikiimetlerarasi
kuruluslar (Intergovernmental Organizations -IGO) yiiksek kaliteli ¢ipler i¢in fon miktarini
degerlendirmeli ve bunlar1 her birinin sahip oldugu talep miktarina gore paylastirmalidir.
Sirketler yar1 iletken tireticilerine fon saglayarak daha az ¢ip gereksinimi olan yenilikgi tirlinler
tasarlayabilir ve mevcut ¢ip sikintisina bir alternatif sunabilir.

Sirketler fonlar1 iiretim sistemlerini iyilestirmek i¢in de kullanabilir, boylece iiretimin
etkinligini ve miktarini arttirabilirler. Yari iletken tedarik zincirinin verimliligini koruyabilmek
ve bir aksaklik sirasinda islevini siirdiirebilmek i¢in krizin hizli bir sekilde tespit edilmesi, ugtan
uca bir tedarik zinciri kontrol sistemi ve planlama siireci bulunmasi gerekmektedir. Boylece;
ham madde, iiretim siirecindeki iiriinler ve son {iriin dengesini diizenlenebilir. Sirketler yari

iletken stoklarini artirabilmek icin ham madde miktarini, personel sayisini ve makine stoklarini

8 AsiaTimes, (2023, 3 Temmuz). “Japan shuns the market with chip firm nationalization”, 11 Temmuz 2023

tarihinde https://asiatimes.com/2023/07/japan-shuns-the-market-with-chip-firm-nationalization/ adresinden

erigilmistir.

4 Economic and Social Council (2021). Addressing the global shortage in semiconductors, 14 Haziran 2023

tarihinde https://www.pasmun.com/uploads/5/8/1/0/58103337/ecosoc_1 weiweichao_-
addressing_the_global_shortage in_semiconductors.pdf adresinden erisildi.
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artirarak krizin neden oldugu sorunlari hafifletmek iizere risk azaltma teknikleri

uygulayabilir.”

8. ABD CIiP VE BILiM YASASI

ABD Cip ve Bilim Yasasi: 2022 Cip Yasas1’® (Boliim A), Arastirma ve Inovasyon’’
(Béliim B) ve ABD Yiiksek Mahkemesine Y&nelik Tehditlerin Ele Alinmasi i¢in Ek Odenek’®
(Boliim C) olmak iizere ii¢ boliime ayrilmistir. Ancak, yasanin B ve C boliimlerinin konuyla
ilgili olmamasi nedeniyle ¢ip iiretimine saglanacak destekleri konu edinen Bolim A’ya

odaklanilmaktadir.

BOLUM A: ABD CiP VE BiLiM YASASI
8.1. Yasa Hakkinda Genel Bilgiler ve Yasanin Cikarilma Gerekgceleri

ABD Cip ve Bilim Yasas1,”® 9 Agustos 2022 tarihinde ABD Baskami tarafindan
imzalanmis®® ve aym tarihte yiiriirliige girmistir.#* Yasanin temel olarak ¢ikarilma amaci, ¢ip

endistrisinin gelistirilmesine ve tesvikine odaklanmaktadir.

Yasa ile ilgili alanlardaki imalat sektoriiniin, tedarik zincirlerinin ve ulusal giivenliginin
giiclendirilmesi ve ABD’nin kritik endiistrilerde lider tutulmasi, s6z konusu yasanin temel
endiselerinden biri olarak &ne siiriilmiistiir.%? Buna ek olarak, 6zellikle asagidaki konular ve

endiseler ABD Cip ve Bilim Yasas1’nin ¢ikarilmasinda 6nemli bir etkiye sahip olmustur.®

e ABD'nin yar iletken iiretimi ve yar1 iletken teknolojisindeki konumunun
zayiflamas1 ve Cin'in endiistriyel ve teknolojik rekabet giiciiniin potansiyel

yiikselisi: S6z edilen endiseler, ABD yar1 iletken firmalarinin fabrikasiz bir is modeline

5 Economic and Social Council (2021). Addressing the global shortage in semiconductors, 14 Haziran 2023
tarihinde https://www.pasmun.com/uploads/5/8/1/0/58103337/ecosoc_1 weiweichao_-

addressing_the global_shortage in_semiconductors.pdf adresinden erisildi.
6 CHIPS Act of 2022.
" The Research and Innovation Act
8 Supplemental Appropriations to Address Threats to the Supreme Court of the United States
™  Congress.gov, 20 Temmuz 2023 tarihinde https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-
bill/4346/actions adresinden erisildi.
8  Congress.gov, 20 Temmuz 2023 tarihinde https://www.congress.qov/bill/117th-congress/house-
bill/4346/actions adresinden erisildi.
8 |bid
8 The White House. (2022, 9 Agustos). “FACT SHEET: CHIPS and Science Act Will Lower Costs, Create Jobs,
Strengthen Supply Chains, and Counter China”, 20 Temmuz 2023 tarihinde https://www.whitehouse.gov/briefing-
room/statements-releases/2022/08/09/fact-sheet-chips-and-science-act-will-lower-costs-create-jobs-strengthen-
supply-chains-and-counter-china/ adresinden erisildi.
8 bid

37


https://www.pasmun.com/uploads/5/8/1/0/58103337/ecosoc_1_weiweichao_-_addressing_the_global_shortage_in_semiconductors.pdf
https://www.pasmun.com/uploads/5/8/1/0/58103337/ecosoc_1_weiweichao_-_addressing_the_global_shortage_in_semiconductors.pdf
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/4346/actions
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/4346/actions
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/4346/actions
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/4346/actions
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/09/fact-sheet-chips-and-science-act-will-lower-costs-create-jobs-strengthen-supply-chains-and-counter-china/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/09/fact-sheet-chips-and-science-act-will-lower-costs-create-jobs-strengthen-supply-chains-and-counter-china/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/09/fact-sheet-chips-and-science-act-will-lower-costs-create-jobs-strengthen-supply-chains-and-counter-china/

v . TURKIYE CUMHURIYETI CUMHURBASKANLIGI

~" DIJITAL DONUSUM OFisi
gecmesi ve yart iletken iiretiminin denizasir1 lilkelerde yapilmasi nedeniyle, ABD yar1
iletken iiretim endiistrisinin Tayvan ve Giiney Kore endiistrisinin gerisinde kaldig1
noktasinda toplanmaktadir.
ABD’nin ulusal giivenligi ve ekonomik ihtiyaglar1 karsisindaki yetersiz iiretim
kapasitesi: Kiiresel ¢ip iiretim kapasitesinin 1990 yilinda %36’sinin  ABD’de
bulundugu ve bu oranin 2020 yili itibariyla %10’a geriledigi®® konusunda endiseler
giindeme gelmistir. Buna ek olarak, ABD’nin milli savunma sistemlerinin (Orn. Savas
ucaklari, yapay zeka tabanli sistemler vb.) dnde gelen uygulamalarinin yari iletkenlere
biiyiik 6l¢iide bagimli oldugu®® belirtilerek ¢ip iiretiminin 6nemi vurgulanmgtir.®”
ABD'nin kiiresel tedarik zincirlerine bagimhilig1 ve yan iletken iiretiminin Dogu
Asya'da yogunlasmasi: Cip iiretiminin Dogu Asya’da yogunlagmasi nedeniyle iilkeler
arasinda yasanabilecek ticari anlasmazliklar, askeri catigmalar vb. aksakliklar
yasanmasi durumunda yart iletken tedarik zincirlerinde ortaya c¢ikabilecek olasi
sorunlarin yani sira Uriin tahrifati ve fikri miilkiyet hirsizligina iliskin endiseler
belirtilmistir.
Tedarik zincirinde COVID-19 pandemisinin meydana getirdigi aksakhklar:
COVID-19 pandemisi sirasinda yar1 iletken tedarik zincirinde; degisen sanayi ve
tilketici talepleri, iiretim siireglerinde yasanan aksaklik/durmalar ve nakliye/lojistik
hizmetlerinin kesintiye ugramasi gibi onemli sorunlar yasanmistir. Ardindan karar
alicilarin, kritik sanayi sektorleri agisindan 6nem arz eden yari iletkenlerin yurt i¢inde
temin edilebilirligi noktasindaki endiseleri ortaya ¢ikarmistir.
Inovasyon ile maliyeti diisiiriirken sektoriin yar iletken performansini iyilestirme
kabiliyetinin siirdiiriilmesi ihtiyaci: Yari iletkenlerin birgok yeni teknolojinin
temelini olugturmasi ve endiistriyel faaliyetlerin ayrilmaz bir pargasi olmasi géz dniinde
bulundurularak, performanslarinin ve fiyatlarinin bir¢ok sektorii ve genel anlamda ABD

ekonomisini de etkiledigine deginilerek yasaya duyulan ihtiya¢ vurgulanmstir.

8 Semiconductor Industry Association (2021). STATE OF THE U.S. SEMICONDUCTOR INDUSTRY. 20
Temmuz 2023 tarihinde https://www.semiconductors.org/wp-content/uploads/2021/09/2021-S1A-State-of-the-
Industry-Report.pdf adresinden erisildi.

8 Lee, Eric. (2021, 9 Kasim). “How Taiwan Underwrites the US Defense Industrial Complex”, 20 Temmuz
2023 tarihinde https://thediplomat.com/2021/11/how-taiwan-underwrites-the-us-defense-industrial-complex/
adresinden erisildi.

87 Sargent Jr, J. F., Singh, M., & Sutter, K. M. (2023). Frequently Asked Questions: CHIPS Act of 2022 Provisions
and Implementation. Congressional Research Service (CRS) Reports and Issue Briefs, R47523-R47523.

CRS Report, s.3.
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e ABD’de kalifiye ve yiiksek kazanc¢h yari iletken endiistrisi istihdamim1 korumak ve
biiyiitmek hedefi: Yar iletken ve ilgili cihaz imalat endiistrisindeki istihdam, ABD

imalat sektoriindeki en yiiksek kazangli islerin arasinda yer aldigi vurgulanmastir.

Bu gerekgeler yasanin kapsaminin ¢ip endiistrisi ile sinirli oldugunu 6ne siirse de, ABD Cip ve
Bilim Yasas1 sadece ¢ip ve ¢ip iiretimine yonelik tesvikler degil, bircok alanda tesvikler
icermektedir. Ayrica yasa; kuantum bilisim, yapay zeka, yesil enerji ve nanoteknoloji gibi dncii
teknolojilerin Ar-Ge ve ticarilestirilmesini hizlandirmay1 ve yeni bolgesel yiiksek teknoloji
merkezleri ile bilim, teknoloji, mithendislik ve matematik alanlarinda (STEM béliimleri) is
glicii olusturmay1 amaglamaktadir. Ek olarak ABD Cip ve Bilim Yasasi ile 2026 yilina kadar
yar1 iletkenlere ve Ar-Ge harcamalarma 248 milyar ABD dolar1 yatirnm yapilacagini
ongdormektedir.®® Yasa kapsaminda saglanacak destekler hakkinda detayl1 agiklamalar asagida

Ozetlenmistir:
8.2. ABD Cip ve Bilim Yasas1 Kapsaminda Olusturulan Fonlar

ABD Cip ve Bilim Yasas1 kapsaminda yari iletkenlerle ilgili programlar ve faaliyetler
i¢in 52,7 milyar ABD dolar: tutarinda ddenek/fon tahsis edilmektedir.®® Bu 6denekler:

e Amerika i¢in Yari iletken Uretimine Yararli Tesvikler Olusturma (CiP) Fonu (CHIPS
for America Fund)

e Amerika i¢in Yar1 Iletken Uretimine Yararli Tesvikler Olusturma (CIP) Savunma Fonu
(CHIPS for America Defense Fund)

e Amerika i¢in Yar iletken Uretimine Yararli Tesvikler Olusturma (CIP) Uluslararas:
Teknoloji Giivenligi ve Inovasyon Fonu (CHIPS for America International Technology
Security and Innovation Fund)

e Amerika i¢in Yar Iletken Uretimine Yararli Tesvikler Olusturma (CIP) Is giicii ve
Egitim Fonu (CHIPS for America Workforce and Education Fund)
aracilif1 ile saglanacaktir. Bu fonlar kapsaminda saglanacak destegin miktar1 ise su

sekildedir:

8 Berger, R. O. L. A. N. D. (2023). Trend compendium 2050—Six megatrends that will shape the world. Sources,
1, 2023-2027.
8 Supplemental Appropriations to Address Threats to the Supreme Court of the United States
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Tablo 2: Fonlar Kapsaminda Saglanacak Destek Miktarlar:

Fonun Adi ve Ilgili Kurum/Kurulus Tahsis Olunacak

Miktar
Amerika i¢in Yar1 fletken Uretimine Yararli Tesvikler Olusturma .
(CIP) Fonu — ABD Ticaret Bakanlig SV HPIC T
Amerika i¢cin Yar1 Iletken Uretimine Yararl Tesvikler Olusturma 2 milyar ABD dolart

(CiP) Savunma Fonu - ABD Savunma Bakanlig

Amerika i¢in Yar1 fletken Uretimine Yararli Tesvikler Olusturma
(CIP) Uluslararas1 Teknoloji Giivenligi ve inovasyon Fonu - 500 milyon ABD dolar1
ABD Diasisleri Bakanligt

Amerika icin Yari fletken Uretimine Yararli Tesvikler Olusturma
(CiP) Is giicii ve Egitim Fonu — ABD Ulusal Bilim Vakfi 200 milyon ABD dolar1
(National Science Foundation)

8.2.1. Amerika icin Yar Iletken Uretimine Yararh Tesvikler Olusturma (CiP) Fonu
S6z konusu fon, ABD'nin ulusal ve ekonomik giivenlik ¢ikarlar1 ve kritik endiistriler

icin Onem tasiyan ¢ip liretimi ve is gilicli gelistirme programlarinin olusturulmasina hizmet

etmektedir. Fon ile; dzel yatirimlarin tesvik edilmesi®, vergi miikelleflerinin korunmasi®?,
nitelikli is giiciiniin olusturulmasi®> ve ABD miittefikleriyle is birligi yapilmasi®®

amagclanmaktadir. S6z konusu fon iki madde altinda su sekilde incelenmektedir:
- 39 milyar ABD dolar1 tutarinda iiretim tesviki: Sirketlerin ABD’de ¢ip iiretimi i¢in
yerli tesisler ve ekipman insa etmeleri, bunlar1 genisletmeleri veya modernize etmeleri

icin yapilacak mali destegi kapsamaktadir.

% National Istitute of Standards and Technology. (2023, 28 Subat). Chips for America Fact Sheet. Funding
Opportunity — Commercial Fabrication Facilities. FACT SHEET: Catalyzing Private Investment.20 Temmuz 2023
tarihinde https://www.nist.gov/system/files/documents/2023/02/28/CHIPS NOFO-

1 Catalyzing_Pvt_Investment Fact Sheet.pdf adresinden erisildi.

%1 National Istitute of Standards and Technology. (2023, 28 Subat). Chips for America Fact Sheet. Funding
Opportunity — Commercial Fabrication Facilities. FACT SHEET: Protecting U.S. Taxpayers.20 Temmuz 2023
tarihinde https://www.nist.gov/system/files/documents/2023/02/28/CHIPS NOFO-

1 Protecting_US Taxpayers_Fact_Sheet 0.pdf adresinden erisildi.

92 National Istitute of Standards and Technology. (2023, 28 Subat). Chips for America Fact Sheet. Funding
Opportunity — Commercial Fabrication Facilities. FACT SHEET: Building a Skilled and Diverse Workforce.20
Temmuz 2023 tarihinde https://www.nist.gov/system/files/documents/2023/02/28/CHIPS_NOFO-
1 Building_Skilled Diverse Workforce Fact Sheet 0.pdf adresinden erisildi.

% National Istitute of Standards and Technology. (2023, 28 Subat). Chips for America Fact Sheet. Funding
Opportunity — Commercial Fabrication Facilities. FACT SHEET: Engaging with U.S. Partners and Allies.20
Temmuz 2023 tarihinde https://www.nist.gov/system/files/documents/2023/02/28/CHIPS NOFO-
1 International Engagement Fact Sheet.pdf adresinden erisildi.
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- 11 milyar ABD dolar tutarinda arastirma ve gelistirme programlarimin tesviki:
Ulusal Yar iletken Teknoloji Merkezi ve Ulusal ileri Ambalaj Uretim Programinin
olusturulmas: ile Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitiisii (National Institute of
Standards and Technology-NIST) biinyesinde farkli alanlarda yapilacak arastirma
konularma® ézgiilenecektir.
So6zii edilen konular su sekildedir:
¢ Yeni nesil mikroelektronik metrolojisi i¢in 6lglim bilimleri,
e Standartlar,
e Malzeme smiflandirmasi,
e Enstriimantasyon,
e Test ve iiretim yetenekleri ve
e ABD'nin mikroelektronikte rekabet edebilirligini ve liderligini saglamak.
8.2.2. Amerika icin Yar1 Iletken Uretimine Yararh Tesvikler Olusturma (CiP) Savunma
Fonu
S6z konusu fon ile savunma, arastirma, gelistirme, test ve degerlendirme, is giicii
gelistirme ile Savunma Bakanligi ve istihbarat topluluguna 6zgii diger gereksinimlerin
kargilanmasi amaglanmaktadir.
8.2.3. Amerika icin Yar1 iletken Uretimine Yararh Tesvikler Olusturma (CiP)
Uluslararasi1 Teknoloji Giivenligi ve Inovasyon Fonu
Teknoloji gilivenligi ve uluslararasi tedarik zincirlerinin durumu hakkinda bilgi ve
iletisimin koordinasyonunu desteklemek iizere Disisleri Bakanlhig1 ve gesitli ilgili kurumlara®
Ozglilenmis bir fondur.
ABD Diasisleri Bakanliginca ABD'nin kurumlar aras1 paydaslariyla ortaklasa ¢alisarak,
bu sektorlerde ABD'nin ulusal ve ekonomik giivenlik politikast Onceliklerini ilerletmek

amactyla bu fonlar1 kullanmalari igin stratejik bir ¢ergeve gelistirildigi de ifade edilmektedir.%

% Sargent Jr, J. F., Singh, M., & Sutter, K. M. (2023). Frequently Asked Questions: CHIPS Act of 2022 Provisions
and Implementation. Congressional Research Service (CRS) Reports and Issue Briefs, R47523-R47523.

Bkz. CRS Report, s.10.

% Bu kurumlar sunlardir: ABD Uluslararas1 Kalkinma Ajansi (US Agency for International Development) Thracat-
ithalat Bankasi (the Export-Import Bank) ve ABD Uluslararasi Kalkinma Finansmani Kurumu (the US
International Development Finance Corporation)

% Office Of The Spokesperson. (2023, 14 Mart). “Department of State Announces Plans to Implement the CHIPS
Act International Technology Security and Innovation Fund”, https://www.state.gov/department-of-state-
announces-plans-to-implement-the-chips-act-international-technology-security-and-innovation-fund/ Ayrica bkz.
“Department of State Allocating $100 Million in FY 2023 for CHIPS Act Projects”, 20 Temmuz 2023
tarihinde https://www.state.gov/department-of-state-allocating-100-million-in-fy-2023-for-chips-act-

projects/ adresinden erisildi.
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8.2.4. Amerika icin Yar Iletken Uretimine Yararh Tesvikler Olusturma (CiP) is giici ve
Egitim Fonu

Is giicii ve Egitim Fonu, nitelikli ve yerli is giiciiniin tesvik edilmesi amaciyla
olusturulmustur.®” Bu kapsamda, yar1 iletken endiistrisinin 2025 yilina kadar 90.000 is¢iye daha
ihtiya¢ duyacag1 6ngoriisii®, fonun olusturulmasinda itici gii¢ olarak rol oynamistir. Ayrica
ABD Cip ve Bilim Yasas1 kapsaminda olusturulacak yeni ve genisletilmis tesislerin amacina
ulasabilmesi i¢in kalifiye is giiciiniin 6nem tagidig1 ifade edilerek s6z edilen fonun ABD Ulusal
Bilim Vakfi'na (The U.S. National Science Foundation) 5 yila yayilacak sekilde tahsis edildigi

goriilmektedir.%®
8.3. ABD Cip ve Bilim Yasasi Uzerine Bir Degerlendirme ve Yasanin Olas1 Etkileri

ABD Cip ve Bilim Yasasi, ABD’nin ilgili kamu kurum ve kuruluslarina 6zgiilenen fon
ve ek programlar araciligiyla ¢ip endiistrisi ve kritik teknolojilerin tesvik edilmesinil®
amaglamaktadir. Yasa, basta ¢ip endiistrisi olmak iizere kritik teknolojilerde ABD’nin lider
konumda bulunmasini saglamak ve c¢ip endiistrisinin Dogu Asya’da yogunlasmis olmasi

nedeniyle ABD’nin s6z konusu sektdrdeki durumunun giiclendirilmesini hedeflemektedir.
e ABD Uyruklu Sirketlerin Yaklasimi

ABD’nin cesitli eyaletlerinde ¢ip fabrikalariin finanse edilmesi ve kurulmasina olanak
taniyan yasa, biiyiik sirketlerin harekete gegmesini saglamistir. Ornegin Samsung, TSMC,
Intel ve GlobalWafers gibi ¢ip iireticileri yakin zamanda ABD’de de iiretim tesisleri kurmak
i¢cin yeni hedeflerini ortaya koymuslardir. Bu kapsamda Samsung, 6niimiizdeki 20 yil i¢inde
Teksas'ta 11 yeni ¢ip liretim tesisi i¢in yaklagitk 200 milyar ABD dolar tutarinda yatirim
2.

yapacagmi duyururken?? Intel, Ohio'daki ¢ip tesislerine yapmay:1 planladigi yatirimin

% CHIPS and Science Act of 2022, 20 Temmuz 2023 tarihinde
https://www.commerce.senate.gov/services/files/1201E1CA-73CB-44BB-ADEB-E69634DA9BB9 adresinden
erigildi.

% Ibid

% Ibid

100 ABD’nin diger kritik teknolojiler kapsaminda saglayacagi destek igin Yasamin B Béliimiiniin incelenmesi
gerekmektedir. Bkz. Dipnot 3.

101 Nellis, Stephen ve Shepardson, David. (2020, 14 Mayis). “Taiwan's TSMC to build Arizona chip plant as U.S.-
China tech rivalry escalates”, 20 Temmuz 2023 tarihinde https://www.reuters.com/article/us-usa-semiconductors-
tsmc/taiwan-semiconductor-to-announce-plans-for-us-factory-source-idUSKBN22Q38T adresinden erisildi.
Ayrica bkz. Lee, Y. N. (2021). 2 Charts Show How Much the World Depends on Taiwan for Semiconductors.
CNBC. 20 Temmuz 2023 tarihinde https://www.cnbc.com/2021/03/16/2-charts-show-how-much-the-world-
depends-on-taiwan-for-semiconductors.html adresinden erisildi.

102 Mehta, Divyansh. (2022, 29 Temmuz). “Samsung plans to invest US$200 billion to enhance chip fabrication”,
20 Temmuz 2023 tarihinde https://www.gizmochina.com/2022/07/29/samsung-plans-to-invest-us200-billion-to-
enhance-chip-fabrication/ adresinden erisildi.
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kapsaminin ABD Cip ve Bilim Yasas1 kapsaminda sunulan desteklerden fon almasina bagl

oldugunu agiklamistir.1%3
e Yasanmin Ortaya Cikaracag Diisiiniilen Istihdam Potansiyeli

S6z konusu yasa ile ¢ip sektoriiniin 6nde gelen sirketleri, yasaya yonelik olumlu
yaklasimlarini ¢ok kisa bir siirede ortaya koymuslardir’®®. Yasanin sirketler iizerindeki bu
etkisine ek olarak yasa ile istihdamin da artacag fikri giindeme gelmistir.*®® Nitekim Data for
Progress tarafindan yayrmlanan bir raporda'® ABD Cip ve Bilim Yasas1 kapsaminda saglanan

desteklerin 2022-2026 doneminde toplam 513.630 istihdam saglayacagi belirtilmistir.
e Yasamin ABD - Cin lliskileri Uzerindeki Olas Etkisi

Yasanin ABD’deki yerel etkilerinin yan1 sira ABD-Cin iligkileri iizerinde de etki
olusturacagi one siiriilmektedir.®” Yasa kapsaminda sunulan desteklerden yararlanan
sirketlerin, basta Cin olmak iizere!® ABD bakimindan ulusal giivenlik tehdidi olusturdugu
diistiniilen belirli tilkelerde, ¢ip iiretim kapasitesini artirmalarini yasaklayan bir sdzlesmeyi
kabul etmeleri gerekmektedir.!®® S6z konusu kisitlama, ¢ip iireticilerinin yatirimlarmin ABD
ve miittefik iilkelere odaklanmasini saglamayi amaglamakta ve yararlanan sirketlerin mali
yardim almalarindan sonraki 10 y1l boyunca gecerli olacagi goriilmektedir. Bununla birlikte

istisna teskil eden durumlar asagida belirtilmistir:

108 Intel. (2023, 23 Ocak). “Intel Invests in Ohio”, 20 Temmuz 2023 tarihinde
https://www.intel.com/content/wwwi/us/en/newsroom/resources/intel-invests
ohio.html?wapkw=0hio%20chips%20and%?20science%20act#gs.3nj4im adresinden erisidli. Ayrica bkz.
Businesswire, “Intel Announces Next US Site with Landmark Investment in Ohio”, 20 Temmuz 2023 tarihinde
https://www.businesswire.com/news/home/20220121005066/en/Intel-Announces-Next-US-Site-with-Landmark-
Investment-in-Ohio/?feedref=JjAwJuNHiystnCoBg_hl-Q-
tiwWZwkeswR1UZtV7eGe24xL9TZOyQUMS3J72mJIQ7fxFUNFTHSunhvIli30RIBN Xya2izy9Y OgHIBiZQk2
LOzmn6JePCpHPCiYGaEx4DL1Rg8pNwkf3AarimpDzQGuQ== adresinden erisildi.

104 Intel. (2022, 9 Agustos). “Intel Statement on CHIPS and Science Act Signing”, 20 Temmuz 2023 tarihinde
https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/us-chips-act-
signing.html?wapkw=0hio%20chips%20and%20science%20act#gs.3ng5pa adresinden erisildi.

105 Maciolek, Ashleigh. (2022, 8 Aralik). “The CHIPS and Science Act Will Boost Competitiveness and Promote
Inclusive Growth”, 20 Temmuz 2023 tarihinde https://www.americanprogress.org/article/the-chips-and-science-
act-will-boost-competitiveness-and-promote-inclusive-growth/ adresinden erisildi.

106 Mazewski, M., & Flores, C. (2022). Economic Impacts of the CHIPS for America Act.

107 Robinson, DAN. (2022, 18 Agustos). “China, US relations further soured by CHIPS Act”, 20 Temmuz 2023
tarihinde https://www.theregister.com/2022/08/18/china_us_relations_chips_act/ adresinden erisildi.

108 Zhexiao, TANG. (2022, 25 Agustos). “CHIPS Act: The Wrong Way to Compete”, 20 Temmuz 2023 tarihinde
http://www.stdaily.com/English/BusinessNews/202208/8f15ed8581f34f85b5e12a9d11079289.shtml adresinden
erisildi.

109 Yasa metninde bu kisim su sekilde ifade edilmektedir: “On or before the date on which the Secretary awards
Federal financial assistance to a covered entity under this section, the covered entity shall enter into an agreement
with the Secretary specifying that, during the 10-year period beginning on the date of the award, subject to clause
(i), the covered entity may not engage in any significant transaction, as defined in the agreement, involving the
material expansion of People's Republic of China or any other foreign country of concern.”

43


https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/resources/intel-invests
https://www.businesswire.com/news/home/20220121005066/en/Intel-Announces-Next-US-Site-with-Landmark-Investment-in-Ohio/?feedref=JjAwJuNHiystnCoBq_hl-Q-tiwWZwkcswR1UZtV7eGe24xL9TZOyQUMS3J72mJlQ7fxFuNFTHSunhvli30RlBNXya2izy9YOgHlBiZQk2LOzmn6JePCpHPCiYGaEx4DL1Rq8pNwkf3AarimpDzQGuQ==
https://www.businesswire.com/news/home/20220121005066/en/Intel-Announces-Next-US-Site-with-Landmark-Investment-in-Ohio/?feedref=JjAwJuNHiystnCoBq_hl-Q-tiwWZwkcswR1UZtV7eGe24xL9TZOyQUMS3J72mJlQ7fxFuNFTHSunhvli30RlBNXya2izy9YOgHlBiZQk2LOzmn6JePCpHPCiYGaEx4DL1Rq8pNwkf3AarimpDzQGuQ==
https://www.businesswire.com/news/home/20220121005066/en/Intel-Announces-Next-US-Site-with-Landmark-Investment-in-Ohio/?feedref=JjAwJuNHiystnCoBq_hl-Q-tiwWZwkcswR1UZtV7eGe24xL9TZOyQUMS3J72mJlQ7fxFuNFTHSunhvli30RlBNXya2izy9YOgHlBiZQk2LOzmn6JePCpHPCiYGaEx4DL1Rq8pNwkf3AarimpDzQGuQ==
https://www.businesswire.com/news/home/20220121005066/en/Intel-Announces-Next-US-Site-with-Landmark-Investment-in-Ohio/?feedref=JjAwJuNHiystnCoBq_hl-Q-tiwWZwkcswR1UZtV7eGe24xL9TZOyQUMS3J72mJlQ7fxFuNFTHSunhvli30RlBNXya2izy9YOgHlBiZQk2LOzmn6JePCpHPCiYGaEx4DL1Rq8pNwkf3AarimpDzQGuQ==
https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/us-chips-act-signing.html?wapkw=Ohio%20chips%20and%20science%20act#gs.3ng5pa
https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/us-chips-act-signing.html?wapkw=Ohio%20chips%20and%20science%20act#gs.3ng5pa
https://www.americanprogress.org/article/the-chips-and-science-act-will-boost-competitiveness-and-promote-inclusive-growth/
https://www.americanprogress.org/article/the-chips-and-science-act-will-boost-competitiveness-and-promote-inclusive-growth/
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1. Eski tip ¢ip lretimi yapan ve yasa kapsaminda kalan bir kurulusun mevcut
tesisleri/ekipmant; veya
2. Eski tip ¢ip tireten ve agirlikli olarak yabanci bir {ilkenin pazarina hizmet eden, ¢ip

iiretim kapasitesinin énemli 6l¢iide genisletilmesini igeren 6nemli islemlerin

bu kisitlamaya tabi olmayacaklar1 belirtilmistir.
9. AVRUPA CIP YASASI

Yari iletken tedarik zincirinin giivence altina alinmasi ve yari iletken kitligina karsi kriz
onleme ve miidahale mekanizmalarinin olusturulmasi ile yar1 iletken ekosisteminin
giiclendirilmesi amaciyla hazirlanan Avrupa Cip Yasast (Cip Yasasi), Avrupa Parlamentosu

Uyeleri tarafindan 11 Temmuz 2023 tarihinde kabul edilmistir.*1°
9.1. Avrupa Birligi’nde Cip Yasasi Ihtiyac

Avrupa endiistrileri, ¢iplerin temel parca oldugu bircok tiirde yiiksek teknoloji {iriinii
tiretmektedir. Gegtigimiz donem Avrupa, birden fazla ekonomik sektorde kitliga ve dnemli
toplumsal sonuglara neden olan ¢ip arzinda aksakliklara (yiiksek fiyatlar, uzun
stireli/gerceklesmeyen teslimatlar vb.) tanik olmustur. Son zamanlardaki yar iletken kithigi;
Avrupa tedarik zincirinin yapisal kirilganliklarini ve Avrupa'nin ¢ip iiretimi i¢in Avrupa Birligi
(AB) disindaki “sinirli sayidaki tedarik¢iye”, 6zellikle Tayvan ve Gilineydogu Asya'ya ve “cip
tasarimlar1 icin ABD’ye bagimliligini ortaya ¢ikarmistir. Avrupa’nin otomotiv, enerji, iletisim
ve saglik gibi bir¢ok sektdriiniin yani sira savunma, giivenlik ve uzay gibi stratejik sektorleri
de bu tiir tedarik kesintileri nedeniyle tehdit altindadir. Ayn1 zamanda, elektronik cihazlarin ve
sistemlerin glivenligini tehlikeye atan sahte ¢ipler piyasada goriinmeye baslamistir.

Avrupa, %10 oraninda kiiresel yar1 iletken {iretim pazar payina sahiptir ve biiyiik 6l¢iide
liciincii iilke tedarikcilerine bagimlhidir.!*! Kiiresel tedarik zincirinin ciddi sekilde bozulmast,
Avrupa'nin baz1 sektérlerindeki (Orn. Otomotiv veya saglik cihazlar1 vb.) ¢ip rezervlerinin kisa
siire i¢inde tilkenmesine ve bir¢ok Avrupa endiistrisinin durma noktasina gelmesine neden
olacaktir. Ayrica, dijital doniisiim hizlandikca ve toplumun her kesimine niifuz ettikce, ¢iplere

yonelik endiistriyel ihtiyaglar artacak ve yeni pazar firsatlar1 da agilacaktir.

110 European Parliament, 20 Temmuz 2023 tarihinde https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/T A-9-
2023-0266_EN.html adresinden erisildi.

11 European Commission, European Chips Act: Factsheet, 20 Temmuz 2023 tarihinde https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/library/european-chips-act-factsheet adresinden erisildi.
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9.2. Yasanin Stratejik Hedefleri

Cip Yasast ile AB, mevcut %10’luk kiiresel pazar payint %20'ye ¢ikarma hedefine

ulasmay1 amaglamaktadir.''? Bu kapsamda belirlenen 5 stratejik hedef asagida belirtilmistir:

1.

Avrupa'nin daha kii¢iik ve daha hizli ¢iplere yonelik arastirma ve teknoloji egemenligi
giiclendirilmeli,

Avrupa gelismis ¢iplerin tasarimi, liretimi ve ambalajlanmasinda inovasyon yapma ve
bunlar1 ticari TUriinlere doniistirme konusunda kapasitesini gelistirmeli ve
giiclendirmel,

2030 yilina kadar tiretim kapasitesini kiiresel pazarin % 20'sine ¢ikaracak bir gerceve
olusturmall,

Avrupa akut yetkinlik eksikligini gidermeli, yeni yetenekleri ¢ekmeli ve vasifli bir i
giicliniin ortaya ¢ikmasini desteklemeli,

Avrupa, kiiresel yar1 iletken tedarik zincirleri hakkinda uluslararasi is birliklerini de

icerecek sekilde derinlemesine bir anlayis gelistirmelidir.

9.3. Avrupa Cip Yasas’nin Temel Bilesenleri

Cip Yasasi asagida ozetlenen ii¢ temel bilesenden olusmustur:

Biiyiik oOlgekli teknolojik kapasite gelistirmeyi ve son teknoloji ¢ip yeniligini
desteklemek i¢in bir girisim olusturmak (The Chips for Europe Initiative),

Uretim kapasitelerine biiyiik dlgekli yatirimlar1 gekmek ve arz giivenligini saglamak
icin yeni bir ¢erceve olusturmak,

Piyasa gelismelerini izlemek ve krizleri dnlemek/yonetmek igin Uye Devletler ve

Komisyon arasinda bir koordinasyon mekanizmasi kurmak.

12 |hid
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9.3.1. Avrupa icin Cip Girisimi (The Chips for Europe Initiative)

Yasanin ilk bileseni olan Avrupa i¢in Cip Girisimi (Cip Girisimi); bilginin
laboratuvardan fabrikaya aktarilmasini kolaylastirarak, arastirma ve inovasyon ile endiistriyel
faaliyetler arasindaki uc¢urumu kapatacak ve yenilik¢i teknolojilerin, Avrupali isletmeler
tarafindan, sanayilestirilmesini tesvik ederek Avrupa'nin teknolojik liderligini giiclendirecektir.
Ayrica geligmis yari iletken tasarim araglarinin, yeni nesil ¢iplerin prototiplerinin ¢ikarilmasi,
pilot hatlarin ve en son ¢ip teknolojisinin yenilik¢i uygulamalari i¢in test tesislerinin Avrupa
capinda konuslandirilmasini saglamay1 ve kuantum ¢iplerinde ileri teknoloji ve miihendislik

yeteneklerini gelistirmeyi hedeflemektedir.
Cip Girisimi’nin bes operasyonel hedefi bulunmaktadir: Bunlar;

e Tasarim kapasitesinin gli¢lendirilmesi i¢in “sanal bir tasarim platformu”nun
olusturulmasi,

e Yeni nesil yar1 iletken teknolojilerinin gelistirilmesi i¢in “pilot hatlar’in kurulmasi,

e Kuantum ¢ipleri i¢in tasarim kitapliklar1 da dahil olmak iizere “kuantum cipleri
olusturmak™ amaciyla pilot hatlar ve pilot hatlar tarafindan {iretilen kuantum
ciplerini test etme ve dogrulama tesisleri gibi hususlarin desteklenmesi,

e Yariiletken teknolojilerinin kullanimini tegvik etmek, tasarim ve pilot hat tesislerine
erisim saglamak ve Birlik genelindeki beceri bosluklarini gidermek igin Uye
Devletlere yart iletkenler konusunda “en az bir yeterlilik merkezinin kurulmasi”,

e InvestEU'® altinda kurulan “Cip Fonu” olarak tamimlanacak hem sermaye
olusumuna hem de bor¢ c¢oziimlerini Oneren bir dedike yatirnm desteginin
olusturulmasi.

Operasyonel hedeflere iliskin spesifik eylemlerin (sanal bir tasarim platformunun ya da
pilot hatlarin olusturulmasi v.b.) yerine getirilmesini takip etmek ve temel amaci, arastirma ve
teknoloji kuruluslari, endiistri ve Uye Devletler dahil olmak iizere tiizel kisiler arasinda etkili
ve yapisal is birligini tesvik etmek i¢in Avrupa Cip Altyapist Konsorsiyumu (The European

Chips Infrastructure Consortium) olusturulacaktir.

113 TnvestEU Programi, 2021-2027 yillar1 arasinda Avrupa'da siirdiiriilebilir yatirimi, yeniligi ve is iiretmeyi
destekleyen bir fon programdir.
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Cip Girisimi genel olarak egitim, 6gretim, beceri ve yeniden beceri kazandirma

eylemlerini destekleyecektir. Teknik uzmanlik ve deneyimlere erisim saglanabilecek, sirketlere

ozellikle Kiiiik ve Orta Biiyiikliikteki Isletmeler’e (KOBI) tasarim yeteneklerini ve becerilerini

gelistirmelerinde yardimei olabilecek yetkinlik merkezlerinin kurulmasini (competence centre)

saglayacaktir.

9.3.2. Biiyiik Ol¢ekli Yatirimlar1 Cekmek ve Cip Arz Giivenligini Saglamak icin

Cerceve Olusturulmasi

Yasanin ikinci bileseni, yari iletken {iretiminde biiyiik 6lgekli yatirimlarin ¢ekilerek ve
tiretim kapasitelerinin artirillarak ¢ip arz giivenliginin saglanmast i¢in bir c¢erceve
olusturulmasidir. Cerceve, tlirliinlin ilk 6rnegi olan iki yeni tlir yenilik¢i iiretim tesisini
icermektedir. Bu yeni tesisler:

e Uretim kapasitelerinin énemli bir kismim diger endiistriyel oyuncular icin {iretime

tahsis edecek olan “Ac¢ik AB Dokiimhaneleri” (Open EU Foundries),

e Kendi pazarlar1 i¢in (6rnegin sadece kendi sektorleri igin) ¢ip tasarlayacak ve

iiretecek “Entegre Uretim Tesisleri” (Integrated Production Facility).
Entegre Uretim Tesisleri ve Ac¢ik AB Ddokiimhaneleri, yari iletken iiretiminde kullanilan
ekipmanlarin veya kilit bilesenlerin {iretiminde yetenekler saglayacak ve ¢ip arz giivenligine
katkida bulunacaktir. Entegre Uretim Tesisleri ve A¢ik AB Déokiimhaneleri, yari iletken
teknolojisinde somut ilerlemeler elde etmek veya yeni nesil teknolojileri hazirlamak amaciyla
stirekli inovasyona yatirim yapacaktir. Bunlarin yaninda Avrupa Birligi Cip Yasasi ile 2030
yilina kadar arastirma ve yari iletken iretimi i¢in 43 milyar avro kaynak saglanacagi

beklenmektedir.14

9.3.3. Krizleri Onlemek/Yonetmek ve Piyasayi izlemek icin Bir Koordinasyon

Mekanizmasinin Olusturulmasi

Yasanin iigiincii bileseninde, Uye Devletler ve Uye Devletler ile Komisyon arasinda is
birligini giiclendirme, yari1 iletken arzini izleme, talebi tahmin etme, stratejik planlama, kitlig
Ongdérme amaciyla bir koordinasyon mekanizmasit olusturulacaktir. Koordinasyon
mekanizmas1 dogrultusundaki en énemli eylemlerden biri; Uye Devletler kendi bdlgelerindeki
kilit 6neme sahip aktorleri ve kritik sektorleri belirlemek ile yiikiimliidiir. Bu yiikiimliiliik;

yasanacak olas1 bir kriz durumunda, iiretim ve tedarik zincirinin durmamasi i¢in sektor

114 Berger, R. O. L. A. N. D. (2023). Trend compendium 2050—Six megatrends that will shape the world. Sources,
1, 2023-2027.
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onceliklendirilmesinin (priority-rated order) saglanmasi ve gerekirse kurulacak tesislerin

Komisyon tarafindan yonlendirilerek faaliyet gdstermesini saglayacaktir.

9.4. Avrupa Cip Yasas’’min Bashica Onerileri

Yasada deginilen baglica dneriler asagida 6zetlenmistir:

Cip tiretimi kapsaminda yeni nesil teknolojilere yatirim yapilmasinin saglanmasi,
Son teknoloji ¢iplerin prototiplenmesi, test edilmesi ve denenmesi igin tasarim
araclarina ve pilot hatlara Avrupa c¢apinda erisimin saglanmast,

Kritik uygulamalarda kalite ve giivenligi garanti etmek i¢in enerji tasarruflu ve
giivenilir ¢ipler icin sertifikasyon prosediirlerinin uygulanmasi,

Avrupa'da iiretim tesisleri kurmak i¢in daha yatirimc1 dostu bir cerceve
olusturulmasi,

Finansmana erisimde yenilik¢i girisimlere, 6l¢eklendirmelere ve KOBI'lere destek
saglanmasi,

Cip tiretiminde ve tasariminda beceri, yetenek ve yeniligin tesvik edilmesi,

Cip arz giivenligini saglamak icin yar1 iletken kitliklarini ve krizlerini 6ngérmek ve
bunlara yanit vermek i¢in gerekli araglarin olusturulmasi,

Benzer diisiinen iilkelerle yar1 iletken uluslararasi ortakliklarin kurulmasi,

Yasanin sorunsuz, etkili ve uyumlastirilmis bir sekilde uygulanmasini, is birligini
ve bilgi aligverisini kolaylastirmak i¢in Uye Devletlerin temsilcilerinden olusan ve
Komisyonun baskanlik ettigi bir Avrupa Yari Iletken Kurulu’nun (The European

Semiconductor Board) olusturulmasi.
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Tablo 3: ABD Cip ve Bilim Yasasi ile AB Cip Yasas: Karsilastirmasi

2

KARSILASTIRMA
BOYUTU

Ar-Ge ve
Ticarilestirme

Yari iletken Uretimi

ABD CIiP VE BIiLIM YASASI

Yasa ile detaylar1 diizenlenen “Amerika icin
Yar1 fletken Uretimine Yararli Tesvikler
Olusturma (CIP) Fonu” arastirma ve gelistirme
programlart i¢in 11 milyar ABD dolar
tutarinda tesvik ongorilmiistiir.

Buna ek olarak Bolim B’de yapay zeka,
robotik, kuantum bilisim, telekomiinikasyon
alanlarinda yapilacak Ar-Ge igin fon tahsis
edilmektedir.

Miinhasiran ticarilestirme hususunda yasada
acik bir hiikiim bulunmamakla beraber, Ulusal
Yari iletken Teknoloji Merkezince yapilan bir
aciklamada'®® yar1 iletken sektoriiniin tiim
paydaglar tarafindan ticarilestirmeye yonelik
kullanim Orneklerinin olumlu karsilanacag:
ifade edilmistir.''®

Yari iletken tiretimi hususu ABD Cip ve Bilim
Yasasi’'nda son derece detayli olarak ele
alinmis ve yasanin A boliimiiniin temel konusu
olmustur.

AB CIP YASASI

AB Cip Yasast’nda 5 stratejik hedef belirlenmistir. Bu
boyut ile ilintili stratejik hedeflerinden biri; Avrupa'nin
daha kiigiik, daha hizli ¢iplere ve yeni nesil ¢iplere
yonelik arastirma, gelistirme yetkinliginin ve teknoloji
egemenliginin giliclendirilmesidir. Bir baska ilintili
stratejik hedefi ise, gelismis ¢iplerin tasarimi, tiretimi ve
ambalajlanmasinda inovasyon ve bunlarin ticari
iiriinlere doniistiiriilmesi konusunda kapasite gelistirme
ve gliclendirme olarak belirlenmistir.

Yasanin ilk bileseni olan Avrupa igin Cip Girigimi (The

Chips for Europe Initiative - Cip Girisimi); bilginin

laboratuvardan fabrikaya aktarilmasini kolaylastiracak,

arastirma ve inovasyon ile endistriyel faaliyetler
arasindaki ugcurumu kapatacak eylemleri yiiriitecektir.

Ayrica, Cip Girisimi kapsaminda son teknoloji ¢iplerin

prototiplenmesi, test edilmesi ve denenmesi i¢in tasarim

araglarina ve pilot hatlara Avrupa capinda erisim
saglanacaktir.

Iki yeni tiir yenilikgi iiretim tesisi onerilmistir:

- Uretim kapasitelerinin énemli bir kismim diger
endiistriyel oyuncular icin iiretime tahsis edecek
olan 'Acik AB Dokiimhaneleri' (Open EU
Foundries),

1S NIST. (2022, 15 Kasim). “The National Semiconductor Technology Center Update to the Community”, 20 Temmuz 2023 tarihinde
https://www.nist.gov/chips/national-semiconductor-technology-center-update-community adresinden erisildi.

116 Ibid
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Bu kapsamda yasada dort ayr1 fonun yer aldigi
ve her bir fonun farkli konulara 6zgiilendigi
goriilmektedir. Nitekim bu fonlardan “Amerika
icin Yari Iletken Uretimine Yararli Tesvikler
Olusturma (CIP) Fonu” biinyesinde ABD’de
¢ip Uretimi ve ¢ip {retimi ic¢in gerekli
aksiyonlarin alinabilmesi i¢in 39 milyar ABD
dolar tahsis edilmistir.

Yasa ile detaylar1 diizenlenen “Amerika igin
Yar1 Iletken Uretimine Yararli Tesvikler
Olusturma (CIP) Is giicii ve Egitim Fonu”
kapsaminda ii¢ adede kadar ABD yar iletken
iiretim enstitiilerinin kurulacagi
belirtilmektedir. Bu enstitiiler kapsaminda
sanayi sektoriinii desteklemek ve ABD'nin bu
sektordeki yetenek havuzu olusturmasini ve
stirdiirmesini saglamak icin gerekli egitim ve
yetenek gelistirmeye yonelik miifredatin
gelistirilmesi ve uygulanmasi saglanacaktir.

Aynt  fon ayrica gerekli is gliciiniin
olusturulmas1 i¢in sunulacak destekleri de
kapsamaktadir.

Buna ek olarak yasanin “Firsat ve

Kapsayicilik” (Opportunity and Inclusion)
baslikli  104’{incii  bolimiinde is giici
olusturulmas: i¢in birtakim Onlemlerin yer
aldig1 goriilmektedir. Bu kapsamda ABD
Ticaret Bakanligi, tesviklerden yararlanan
girisim  ve sirketlerin, ekonomik olarak
dezavantajli bireylerin is gilicline katilimini
artirmak taahhiitlerini yerine getirmelerini

- Kendi pazarlar i¢in (Orn. Sadece kendi sektorleri
icin) ¢ip tasarlayacak ve tretecek olan ‘Entegre
Uretim Tesisleri' (Integrated Production Facility).

Cip Yasasi’nin bu boyut ile ilintili hedefi, ¢ip tiretiminde
ve tasariminda beceri, yetenek ve yeniligin tesvik
edilmesi, akut yetkinlik eksikliginin giderilmesinin,
yeni yeteneklerin ¢ekilmesinin ve vasifli bir is giiciiniin
ortaya ¢ikmasinin desteklemesidir.

Yasanin ilk bileseni olan Cip Girisimi egitim, 0gretim,
beceri ve yeniden beceri kazandirma eylemlerini de
destekleyecektir. Teknik uzmanlik ve deneyimlere
erisim saglanabilecek, sirketlere Ozellikle Kiigiik ve
Orta Biiyiikliikteki Isletmelere (KOBI) tasarim
yeteneklerini ve becerilerini gelistirmelerinde yardimei
olabilecek  yetkinlik  merkezlerinin  kurulmasini
(competence  centres)  saglayacaktir.  Yetkinlik
merkezlerinin bir diger amaci ise staj olanaklarinin
artirllmasi, 6grencilerin alandaki firsatlar konusunda
farkindaliklarinin  artirnllmas1 ve yiiksek lisans ve
doktora i¢in 6zel burslarin desteklenmesi ve ayrica
kadinlarin katiliminin artirilmasidir.

Kurulmasi planlanan ~ tasarim  miikemmeliyet
merkezleriyle (design centres of excellence) birlikte,
inovasyon ve yeni yetenekler i¢in cazibe merkezi haline
gelinmesi amaglanmagtir.
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saglamak icin gerekli aksiyonlar1 alacak ve bu

goreve Ozel olarak personel gorevlendirecektir.

Yasada uluslararasi is birligi hususunda detayli

hiikiimlere yer verilmemekle beraber Ulusal

Yar1 Iletken Teknoloji Merkezince yapilan

“ABD'nin  Ortaklar1 ve  Miittefikleriyle

Mliskiler” baslikli aciklamada®*’:

- ABD’nin ortak ve miittefikleriyle sinir tesi
yart iletken tedarik zincirleri olusturma,

- Yeni nesil yar iletken teknolojilerinin
gelistirilmesinde bilgi aligverisi ve is
birliginin tesvik edilmesi,

- Devlet tesvik programlarinin koordine
edilmesi ve

- Ulusal giivenligi korumak i¢in tedbirlerin

uygulanmast
konularinda 1$ birligi yapilacagi
belirtilmektedir.
e ABD’de, AB’deki gibi bir mekanizma
kurulmamis olmakla beraber ABD Ticaret
Bakanlig1 bilinyesinde Amerika i¢in Yari

Iletken Uretimine Yararli Tesvikler Olusturma
(CIP) Program Ofisi (CPO) kurulmustur. Soz
konusu ofisin yasa ile ilgili tim faaliyetlerin
koordinasyonunu saglamasi beklenmektedir.

Cip Yasast’nin bu boyut ile ilintili hedefi, kiiresel yar1
iletken tedarik zincirleri hakkinda uluslararasi is
birliklerini de icerecek sekilde derinlemesine bir anlayis
gelistirmesi yoniindedir.

Avrupa Yar iletken Kurulu (European Semiconductor
Board), yari iletkenlerle ilgili uluslararasi is birligine
iligkin konularda Komisyona tavsiyelerde bulunur.

Yasanin iiglincli bileseni kapsaminda, is birligini
giiclendirme, yar1 iletken arzini izleme, talebi tahmin
etme, stratejik planlama, kitlig1 6ngdrme, yari iletken
kithgma karst kriz dnleme ve miidahale amaciyla bir
koordinasyon mekanizmasi olusturulacaktir.

117 National Istitute of Standards and Technology. (2023, 28 Subat). Chips for America Fact Sheet. Funding Opportunity — Commercial Fabrication Facilities. FACT SHEET:
Engaging with U.S. Partners and Allies. 20 Temmuz 2023 tarihinde https://www.nist.gov/system/files/documents/2023/02/28/CHIPS _NOFO-
1 International Engagement Fact Sheet.pdf adresinden erisildi.
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CPO’nun, yasanin Savunma, Disisleri, Enerji
ve Icisleri Bakanliklari; Ulusal {stihbarat
Direktorii Ofisi; Ulusal Bilim Vakfi ve ABD
Ticaret Temsilcisi Ofisi de dahil olmak iizere
hilkimet genelinde etkin  bir sekilde
uygulanmasini saglamak igin Amerika igin
Yar1 Iletken Uretimine Yararli Tesvikler
Olusturma (CIP) Uygulama Yd&nlendirme
Konseyi (CHIPS Implementation Steering
Council) de dahil olmak iizere Beyaz Saray
liderligindeki koordinasyon c¢abalarina aktif
olarak katilmasi1 6ngoriilmektedir.
Yasa kapsaminda sunulan desteklerden
yararlanan sirketlerin, basta Cin olmak {izere
ABD bakimindan ulusal giivenlik tehdidi
olusturdugu kanaatine varilan belirli iilkelerde,
¢ip Uretim kapasitesini  genisletmelerini
yasaklamayr Ongoren bir sozlesmeyi kabul
etmeleri  gerekmektedir. S6z  konusu
kisitlamanin, ¢ip treticilerinin yatirimlarinin
ABD ve miittefik {ilkelerde odaklanmasini
saglamak i¢in getirildigi ve yararlanici
sirketlerin mali yardim almalarindan sonraki 10
yil boyunca gecerli olacagi goriilmektedir.
Ancak bu kisitlamanin  istisnalart  da
bulunmaktadir. Buna gore:
- Eski tip c¢ip diretimi yapan ve yasa
kapsaminda kalan bir kurulusun mevcut
tesisleri veya ekipmani; veya

Cin’den yan iletken tedarikine iliskin herhangi bir
yasaklama ya da kisitlayict mekanizma Cip Yasasi’nda
yer almamaktadir. Ancak Cip Yasasi’nin temel amaci;
Avrupa’nin  smirhh  sayidaki  tedarikgilere  olan
bagimligindan kurtularak teknolojik egemenligini ve
arz giivenligini korumak icin yar1 iletkenlerdeki
yeteneklerini ve ¢ip iliretim ve tasarim faaliyetlerini
giiclendirmek oldugundan uzun vadede Cin’den yari
iletken tedarikinden dogas1 geregi uzaklasilacagi
ongoriilmektedir.
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Eski tip ¢ip tlreten ve agirlikli olarak
yabanci bir iilkenin pazarina hizmet eden,
cip Uretim kapasitesinin Onemli Olgiide
genisletilmesini igceren 6nemli iglemlerin
mezklr kisitlamaya tabi olmayacaklar
belirtilmistir.

e ABD Cip ve Bilim Yasast kapsaminda yari
iletkenlerle ilgili programlar ve faaliyetler igin
toplamda 52,7 milyar ABD dolar1 tutarinda
Odenek/fon tahsis edilmektedir. Bu 6denekler:

Fon/Finansmana
Erisim

Amerika icin Yar1 {letken Uretimine
Yararhi Tesvikler Olusturma (CIP) Fonu
(50 milyar ABD dolar1)

Amerika icin Yar1 iletken Uretimine
Yararli  Tesvikler Olusturma  (CIP)
Savunma Fonu (2 milyar ABD dolar1)
Amerika icin Yari Iletken Uretimine
Yararli  Tesvikler Olusturma  (CIP)
Uluslararast  Teknoloji  Giivenligi ve
Inovasyon Fonu (500 milyon ABD dolarr)
Amerika icin Yari Iletken Uretimine
Yararl Tesvikler Olusturma (CIP) s giicii
ve Egitim Fonu (200 milyon ABD dolari)

e Bufonlarile

Basta ¢ip tiretimi olmak iizere,

Is  gicii  gelistirme  programlarinin
olusturulmasi,

Ozel yatirimlarin tesvik edilmest,
Teknoloji giivenligi ve

Cip Yasasi ile AB, mevcut %10’luk kiiresel pazar payimni
%20'ye ¢ikarma hedefine ulasmay1 amag¢lamaktadir. Bu
minvalde; finansmana erisimde yenilik¢i girisimlere,
dlceklendirmelere ve KOBI'lere destek saglanacaktir.
InvestEU® altinda kurulan ve hem sermaye olusumuna
hem de bor¢ ¢Ozlimlerini 6neren bir dedike yatirim
desteginin olusturulmasi (“Cip Fonu”) planlanmistir.
Bunun yani sira; Cip Girisimi 2027 yilina kadar, AB
biitgesinden dogrudan 6,2 milyar avro kamu fonu; 2030
yilma kadar ise Birlik ve Uye Devletlerin kamu
yatirimlarini bir araya getirerek toplamda 11 milyar avro
kamu eli ile desteklenecektir.

2030 yilina kadar toplamda 43 milyar avro’dan fazla
politika odakli  yatirnrm  (6zel-kamu  toplami)
gergeklesmesi beklenmektedir.

Cip Girisimi’nin, Dijital Avrupa ve Ufuk Avrupa
programlari tarafindan desteklenmesi planlanmustir.

118 [nvestEU Programi, 2021-2027 yillar1 arasinda Avrupa'da siirdiiriilebilir yatirrmi, yeniligi ve is yaratmay1 destekleyen bir fon programidir.
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- Uluslararas1 tedarik zincirlerinin durumu

hakkinda bilgi ve iletisimin
koordinasyonunun saglanmasi
amaclanmaktadir.

Yasa disinda tesvik ekosistemini destekleyen
programlara acik¢a deginilmemekle beraber
yasa ile kurulmasi Ongoriilen enstitii ve
kuruluslara saglanan AR-GE destekleri ile ¢ip
endiistrisinin ilaveten desteklenecegi ifade
edilmektedir.

Buna ek olarak 2021 Mali Yili i¢in Ulusal
Savunma Yetkilendirme Yasasi'nda''® da cip
iretimine iliskin politikalar belirlenmektedir.

AB, vyar iletkenlerde Ar-Ge ve Inovasyon alanindaki
farkli programlar ve eylemler gergevesinde teknoloji,
endistri ile basarili bir is birligi (Kilit Dijital
Teknolojiler Is Birligi, Kamu-Ozel Ortakliklari)
gecmisine sahiptir.

Avrupa Inovasyon Konseyi (The European Innovation
Council), dinamik ve dayanikli yari iletken ekosistemi
olusturmak ve yeni ¢ip tasarimlarmin maliyetini ve
siiresini  azaltmak, iiretim sirasinda olusan gii¢
tiikketimini ve israfi en aza indirmek, ¢ipleri daha hizli ve
daha verimli hale getirmek ic¢in ¢alismalarini
sirdiirmektedir.  Konsey  hizlandirict  programi
araciligiyla, yar1 iletken ve kuantum teknolojileri
sektoriinde pazar yaratan, yenilik potansiyeli olan start-
up'lara ve KOBIi'lere destegini giiclendirecek ve
yeniliklerini  olgunlastirmalarina ve  yatirimcilar
cekmelerine yardimci olacaktir.

Mikroelektronik ve iletisim Teknolojileri iizerine yeni
bir Avrupa Ortak Cikarlar1 Projesi Uye Devletler igin,
piyasa basarisizliklarinin istesinden gelmek ve kilit
sektorlerde ve teknolojilerde ¢i1gir agan yenilikleri
mimkiin kilmak i¢in, biiyilk ve entegre smir O&tesi
projelerle ilgili olmasi kosuluyla ve ilk endiistriyel
konuslandirmaya kadar ve ayrica Onemli altyap1
yatirimlari, olumlu penetrasyon etkileri ile genel olarak

119 Congress.gov, 20 Temmuz 2023 tarihinde https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-hill/6395/text adresinden erisildi.

54


https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6395/text

N e TURKIYE CUMHURIYETI CUMHURBASKANLIGI

~ 7" DIJITAL DONUSUM OFisi

AB ekonomisi i¢in, kamu es finansmanina izin veren bir
devlet yardim aracidir.

e Uye Devletlere “Ar-Ge ve Inovasyon Devlet Yardim
Kurallar1” (R&D&I State aid rules), 6zellikle Ar-Ge ve
Inovasyon Cergevesi (the R&D&I Framework) ve
Genel Blok Muafiyet Yonetmeligi'nin (General Block
Exemption Regulation) ilgili hitkiimleri kapsaminda da
destek saglanmaktadir.

o Sirketler ve kuruluslarin gelismesi ic¢in gereken
teknoloji gelismelerini belirlemek amaciyla; sirketleri,
Uye Devlet temsilcilerini, akademiyi, kullanicilar1 ve
arastirma ve teknoloji kuruluslarini bir araya getiren
“Islemciler ve Yari Iletkenler Sanayi ittifaki”ni (The
Industrial Alliance on Processors and Semiconductors)
baslatmistir.

55


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52014XC0627(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3733
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3733

“*. TURKIYE CUMHURIYETI CUMHURBASKANLIGI

%’ DIJITAL DONUSUM OFisi

10. TURKIYE’DE CiP TEKNOLOJIiSi UZERINE CALISMALAR
YURUTEN GIRISIMLER

e Yan Iletken Teknolojileri Arastirma Labaratuvari (YITAL)

1983 yilinda kurulan Yar1 Iletken Teknolojileri Arastirma Labaratuvari (YiTAL),
TUBITAK BILGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Arastirma Enstitiisii (UEKAE)
biinyesinde yer alan ve yar1 iletken teknolojileri {izerine ¢alisan bir arastirma laboratuvaridir.
Misyonu, Tiirkiye’nin yar1 iletken gereksinimleri dogrultusunda yenilik¢i teknolojiler
gelistirerek tilkemizin bu alandaki bagimsizligini saglamak olarak belirlenmistir.

1988-1998 yillar1 arasinda Biitiinleyici Metal Oksit Yari iletken (Complementary Metal
Oxide Semiconductor-CMOS) tiimdevre iiretim teknolojisini gelistiren YITAL bu teknoloji ile
UEKAE'"in kripto cihazlarinda kullanilan dijital kripto tiimdevrelerin iiretimini saglamustur.
Tiirkiye nin ulusal kimlik kartlarinin tasarimeisi olan YITAL, 2011 de iilkemizin ilk temaslh
Milli Akilli Kart tiimdevresini tasarlamis, 2018 yilina gelindiginde ise temasli ve temassiz akillt
kartlar gelistirmistir. S6z edilen tiimdevreler uluslararasi gegerliligi bulunan EALS+
sertifikasina sahiptir. Bunlara ek olarak 2010 yilindan bu yana YITAL, yerli iiretimle savunma
sanayii biinyesindeki isletmelerin kullanimma sunulan iilkemizin askeri standartlarda
fotodedektor saglayicisidir. Ayrica YITAL, tiimdevreleri ile Paralel PCI NTDS (Naval Tactical
Data System) arayiiz haberlesme kart1 da gelistirmistir.

YITAL, biinyesinde yer alan ve 6zel uygulamalarda kullanilmak iizere tasarlanan gok
cekirdekli iglemci igin 6zgiin bir yazilim gelistirmistir. Tiirkiye’nin ilk SiGe hibrit bipolar
transistorii (HBT) 2018 yilinda hayata gegirilmis olup 120 GHz kesme frekansina ulasan x-bant
uygulamalarina yonelik RF devreleri iiretilmektedir. Ek olarak, radarlarin x-bant alici-verici
bilesenlerinin yerli tiretimi gergevesinde 0,25 mikrometre (um) 5 metal SiGe teknolojisinin
ozgiin olarak gelistirilmesi siireci baslanmustir. YITAL, ileri yar1 iletken iiretim siireclerini

iyilestirmekle birlikte Tiirkiye'de CMOS ve SiGe tiimdevrelerini iiretebilen bir kurulustur.!?

120 TUBITAK BILGEM, “Yari Iletken Teknolojileri Arastirma Laboratuvar®, 13 Haziran 2023 tarihinde
https://bilgem.tubitak.gov.tr/tr/urunler/yital-yari-iletken-teknolojileri-arastirma-laboratuvari adresinden erisildi.
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e Tiimdevre Tasarim ve Egitim Laboratuvar1 (TUTEL)

2017 yilinda BILGEM catis1 altinda altinda faaliyetlerine baslayan TUTEL,
mikroelektronik alaninda teknik bir uzmanlik kazanmakla birlikte arastirmacilar, KOBI'ler,
start-up'lar ve {iniversiteler ile tiimdevre ekosistemi olusturmak amaciyla kurulmustur. Bu
kapsamda TUTEL, tiimdevre ekosisteminde egitim ¢alismalarinin yani sira tiimdevre tasarim,
gelistirme, test ve fabrikasyon imkanlarini prototip ve kavram ispati seviyesinde sunmaktadir.
Ayrica IoT sistemleri i¢in daha diisiik gii¢ tiikketen giivenli bir islemci tasarimi ve yapay zeka
algoritmalarinin donanim seviyesinde ¢ip akisinda tasarlanmasi c¢aligmalar1 da devam
etmektedir. TUTEL, mikroelektronik konusundaki bilincin her yastan bireye ulasmasi igin iilke
genelinde ¢esitli ¢alismalar yiriitmektedir.??! S6z edilen bu ¢alismalar arasinda ilk kez 2022

yilinda TEKNOFEST etkinlikleri kapsaminda Cip Tasarim Yarigmasi bulunmaktadir.!??
e TUYAR Mikroelektronik San. ve Tic. A.S. (TUYAR A.S.)

TUYAR, ¢ip iiretim ekosisteminin Tiirkiye’de olusumuna ve bu kapsamda sanayimizin
ve teknolojimizin giiclenmesine ivme kazandiracak bir girisim olarak kurulmustur. TUYAR ’1n
hayata gec¢irmeyi planladig1 tiretim tesisi, yatirim yapilacak teknoloji iiretim boyutunda yurt ici
ve yurt dis1 pazarlara yonelik, farkli sektorlere yonelik ¢ip tretimini hedeflemektedir.?3
TUYAR, Haziran 2023 itibariyle ileri teknoloji ¢ip paketleme tesisi yatirimina baslamistir.
Kurulacak tesiste, prototip ¢ip paketleme tasarim ve iiretimlerinin yanisira, diisiik hacimde ileri

teknoloji ¢ip paketleme iiretimleri gerceklestirilecektir.
e YONGATEK Mikroelektronik

Bilimi, inovasyonu ve insan kaynagini 6n planda tutarak modern teknolojiler sunmay,
yeni c¢oOziimler {iretmeyi ve disa bagimliligt onlemeyi amaglayan YONGATEK
Mikroelektronik, tiimdevre (Integrated circuit-IC) / Uygulamaya oOzel timlesik devre
(Application Specific Integrated Circuit-ASIC) / ¢ip lizerinde sistem (System-on-chips - SoC)
/ ¢ip tasarimi, 5G/6G ve uydu iletisimi, video isleme*?* ve IoT alanlarinda genis bir hizmet

yelpazesi sunmaktadir.'?®

121 TOTEL, https://tutel.bilgem.tubitak.gov.tr/hakkimizda/

22 TUTEL, “TUTEL Cip Tasarim Yarismasi Diizenliyor!”, 13 Haziran 2023 tarihinde
https://tutel.bilgem.tubitak.gov.tr/tutel-cip-tasarim-yarismasi/ adresinden erisildi.

123 TUY AR Mikroelektronik, https://tuyar.com.tr/TR/tuyar-1

124 Video isleme, giris ve cikis sinyallerinin video dosyalar1 veya video akislar1 oldugu 6zel bir sinyal isleme
durumudur. Cogu goriintii isleme teknigi, goriintliniin iki boyutlu bir sinyal olarak ele alinmasini ve standart sinyal
isleme tekniklerinin uygulanmasini igermektedir.

125 YONGATEK Mikroelektronik, https://www.yongatek.com/
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e Aselsan Bilkent Mikro Nano Teknolojileri San. ve Tic. A.S. (AB MikroNano)

Aselsan ve Bilkent Universitesi is birligi ile hayata gegirilen AB MikroNano iilkemizin
onde gelen nanoteknoloji sirketlerindendir. AB MikroNano, Tiirkiye’de ilk defa Galyum Nitrat
(GaN)!?® temelli nanotransistorlerin ve timdevrelerin seri tiretimini ve st diizey stratejik
teknolojilerin gelistirilmesini hedeflemektedir.

2003 yilinda Bilkent Universitesi biinyesinde kurulan Ulusal Nanoteknoloji Arastirma
Merkezi (NANOTAM); uygulamali nanoteknoloji, fotonik, yar1 iletken teknolojiler ve
mikro/nano elektronik alanlarinda teorik ve uygulamali aragtirmalar {izerine c¢alismalarini
yiirlitmektedir. NANOTAM'n onciiliik ettigi arastirma ve gelistirme c¢aligmalarinin ticari
tiriinlere doniistiiriilmesi ve tretim faaliyetlerinin hizlandirilmast amaciyla GaN RF
teknolojileri, navigasyon teknolojileri, semikondiitor ve sensér teknolojileri, fotonik

teknolojileri, elektro-optik sistem teknolojileri iizerinde ¢alismaktadir.*?’
e ODTU Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler (MEMS) Merkezi

Ulkemizde mikro-elektro-mekanik sistemler alaninda yapilan ¢alismalar ilk olarak 1995
yilinda Orta Dogu Teknik Universitesi'nde (ODTU) baslamistir. ODTU’de yiiriitiilen AR-Ge
calismalari, Mikro-Elektro-Mekanik Arastirma ve Uygulama Merkezi’'nin 2008 yilinda
kurulmas1 ile birlikte kurumsal bir kimlik kazanmistir. Merkez biinyesinde gece goriis
dedektorleri, ivmeolgerler, radyo frekansi mikro-elektro-mekanik sistemler, mikro-elektro-
mekanik sistemler tabanli enerji jeneratorleri, biyomedikal alanindaki ¢aligmalara yonelik
mikro sistemler olmak lizere genis bir yelpazede gelismis teknoloji ile ftretilen {iiriin
orneklerinin literatiirdeki 6rnekleriyle rekabet edebilecek nitelikte gelistirilmesi saglanmistir.
ODTU MEMS Merkezi, yiiriittiigii bilimsel arastirmalar ile alaninda 6ncii olmayi, bilgilerini
0zel sektor ile beraber gelistirerek lirline doniistiirmeyi ve iilkemize ekonomik anlamda deger

kazandirmay1 amaglamaktadir.'?®

126 Galyum Nitrat (GaN), yiiksek verimli gii¢ transistdrleri ve tiimdevreler igin kullanilan genis bant aralikli bir
yari iletkendir

127 |_inkedIn, AB MikroNano, 13 Haziran 2023 tarihinde https://tr.linkedin.com/company/ab-
mikronano?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F adresinden erisildi.

128 Kurumsal Kimlik Kitapgigi, 2 Agustos 2023 tarihinde

https://mems.metu.edu.tr/tr/system/files/mems _kurumsal_kimlik_Kitapcigi.pdf adresinden erisildi.
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e Sabanc Universitesi Nanoteknoloji Arastirma ve Uygulama Merkezi (SUNUM)

Sabanci Universitesi Nanoteknoloji Arastrma ve Uygulama Merkezi (SUNUM),
nanoteknoloji alaninda yiiriitilen bilimsel ve teknolojik c¢aligmalari siirdiirmeyi ve
desteklemeyi amaclamaktadir. Ayrica, ulusal diizeyde faaliyet gdsteren bir arastirma merkezi
olan SUNUM, iilkemizde LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ve
BREEAM (British Research Establishment Environmental Assessment Method) yesil bina
standartlarina uygun ilk bina olma 6zelligiyle de dne ¢ikmaktadir. Icerisinde multidisipliner
laboratuvarlar, temiz oda, yankisiz oda ve ofisler bulunan SUNUM, biinyesinde bulunan
odalarda 4 in¢ boyutlara kadar yalitkan, iletken ve yar1 iletken {izerinde mikronano 6l¢eginde
istege yonelik tasarlanan cihazlar1 temel litografi yontemleri ile iiretebilmektedir. SUNUM un
temiz odasi, yliksek teknolojiye sahip cihazlar1 ve alaninda yetkin ekibi neredeyse insan saginin
10 binde biri uzunlugunda yapilarin tiretimini miimkiin kilmakta ve sanayiyle cesitli alanlarda
is birligi yaparak iilkemiz endiistrisine destek olmaktadir.'?® Bunlara ek olarak SUNUM, mikro-
nano boyut tasarim, iiretim ve karakterizasyon teknolojilerini gida, tarim, su, gevre, enetji,
savunma, havacilik ve uzay alanlarinda kullanarak yeni iiriinlerin gelistirilmesine yonelik

arastirmalar yiiriitmektedir. 1%
e Ermaksan

2008 yilindan itibaren yerli ¢ip liretimi i¢in ¢alismalarinmi siirdiiren Ermaksan, 2015
yilinda Bursa'da Tiirkiye'nin ilk ¢ip fabrikasini kurarak iiretime ge¢mistir. S6z konusu firma
tarafindan iretilen cipler; aydinlatma sistemleri, savunma sanayi, uzay sanayi ve saglik gibi
cesitli uygulama alanlarinda kullanilmaktadir.®®! Bununla birlikte {iniversite-sanayi is birligini
etkili bir sekilde yiiriiten Ermaksan, ¢ip tiretimi alaninda birgok patentin sahibidir. Ermaksan
catisinda kurulan ve iilkemizin ilk dzel sektor yari iletken optoelektronik Ar-Ge merkezi olan
EON PHOTONICS, lazer ¢ip ilretiminde diinyanin onde gelen {ireticileri arasinda yer

almaktadir.13?

129 Sabanci Universitesi Nanoteknoloji Arastirma ve Uygulama Merkezi, https://sunum.sabanciuniv.edu/tr

130 SUNUM Lisansiistii Burs Imkanlar1 ve Projeler, 02.08.2023 tarihinde
https://sunum.sabanciuniv.edu/assets/TR_FENS Seminer_2020.pdf adresinden erisildi.

181 Anadolu Ajansi, (2020, 22 Subat). “Kilogram degeri 2 milyon dolar olan "lazer ¢ipi' ihracat yolunda”
01.08.2023 tarihinde https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/kilogram-degeri-2-milyon-dolar-olan-lazer-cipi-ihracat-
yolunda/1741463 adresinden erisildi.

132 ERMAKSAN, https://www.ermaksanadditive.com/tr-TR/hakkimizda
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e ElectralC

2014 yilinda kurulan Electra IC, savunma ve havacilik sektoriinde faaliyetleri olan yerli
ve uluslararasi pek ¢ok firma igin “ASIC!*3/FPGA, mikrogip ve gémiilii sistemler, elektronik
devre tasarim ve dogrulama, gdmiilii yazilim tasarim ve gelistirme” projeleri yiirtitmektedir.
Bunlarin yani sira IP ¢ekirdekleri ve gomiilii sistem tiriinleri de gelistiren Electra IC, ¢ok ¢esitli
islemci mimarileri ve 6zellikle NXP, STM, TI ve NVIDIA gibi SoC’ler™® iizerinde gercek
zamanli gomiilii yazilimlar gelistirmektedir.

Electra IC, alaninda uzman egitim hizmetleri saglayicist olan Doulos'un bes Sertifikali
Coziim Ortagi’ndan biri olarak 6ne ¢ikmaktadir. Electra IC, kuruldugu giinden bu yana
calisanlarina, ¢oziim ortaklarina ve miisterilerine mikrocip ve gomiilii sistem tasarimlari
alanlarinda diinya standartlarinda egitimler sunmay1 hedeflemektedir.!3®

Hava, kara ve deniz savunma araclarinda kullanilan sayisal ¢iplerin tasarim ve
dogrulamasin1 yapan Electra IC, sayisal ¢ip tasarim ve ¢oziimlerinin yerli miihendislikle

{iretilme imkanini iilkemize kazandirmaktadir.t3’

e Anka Microelectronic Systems (ANKASY'S)

Yan iletken sektoriinde faaliyet gosteren ANKASYS, Tirkiye’nin ilk SoC tasarim
firmasidir. Tiirkiye nin yan1 sira Isvicre’de de bir subesi bulunmaktadir. Uzmanlik alanlarr;
Mikroelektronik Devre Tasarim ve Dogrulama, Mikroelektronik IP Tasarim, Mikroelektronik
Egitim Hizmetleri, Mikroelektronik Sistem Co6ziimleri, FPGA Tasarim ve Dogrulama,
Miihendislik Danigmanligi ve Taseronluk, Analog ve Sayisal Mikroislemci Tabanli Gomiilii
Sistem Tasarimi olan ANKASY'S, ulusal ve uluslararasi bir¢cok yari iletken firmasina hizmet
vermektedir. ANKASYS’in FPGA ve ASIC tasarim alanlarinda kullanilmak iizere tasarladig:
UVM-Xpress, Evrensel Dogrulama Metodolojisi (Universal Verification Methodology-UVM),
onde gelen dogrulama yaklasimlarindan biridir ve FPGA/ASIC/SoC igin dijital tasarimlar
dogrulamak adina standartlagtirilmis bir metodolojidir. FPGA gelistirme kart1 tasarimlarina da
sahip olan ANKASYS, soz edilen yetkinlikleri ile mikro¢ip tasarimlari i¢in tamamlayici bir

nitelik tasimaktadir.3®

133 ASIC (Application Specific Integrated Circuit): Uygulamaya Ozel Tiimdevre.

133 EPGA (Field Programmable Gate Array): Alanda Programlanabilir Kap1 Dizileri.

135 S0C (System on a chip): Cip iizerinde sistem.

136 Electra IC, https://www.electraic.com/tr/kurumsal/hakkimizda?dil=tr

137 Electra IC, https://www.electraic.com/news/electra-ic-domestic-and-national-design-in-microchip-
industry?dil=tr

138 ANKASYS, https://ankasys.com/about/
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e MKR-IC

1992 yilinda Istanbul’da kurulan MKR-IC tasarim merkezi, agirlikli olarak yerli olmak
tizere diinya elektronik endiistrisine uygulamaya ozel tiimdevre (Application Specific
Integrated Circuit-ASIC) ¢6ziimleri sunmak iizere kurulmustur. Tasarim merkezi 2004 yilinda
Mikroelektronik Arastirma Gelistirme Tasarim ve Ticaret Ltd. tarafindan satin alimmustir.
Mikroelektronik Arastirma Gelistirme Tasarim ve Ticaret Ltd. 2004 yilinda ITU-ETA Vakfi ve
AKCASU Yazilim Sirketi’nin birlesmesiyle kurulmustur. 2010 yilinda ise Aselsan AS., ITU-
ETA Vakfi hisseleri hari¢ tiim hisseleri satin alarak sirketin ortagi olmustur. Basarili bir ASIC
gelistirmek i¢in spesifikasyon siirecini dnemli bir adim olarak géren MKR-IC, ASIC

yaklasimiyla saglanan teknolojik ve mimari alternatifler sunmaktadir.t%
e Milli islemci: Cok Amach A¢ik Kaynak islemci (CAKIL)
Tiirkiye’nin ilk yerli islemcisi CAKIL, TUBITAK Bilgem ve Aselsan is birligi ile
gelistirilmistir. Bu proje ile CAKIL’1n; savunma sanayiinde atis kontrol, insansiz hava aract
(IHA), giidiim, oto pilot, ucus kontrol, radar, sonar vb. gibi sinyal isleme ve gérev yonetimi

uygulamalarinda kullanilmas1 hedeflenmistir.14°

Sekil 5: Milli Islemci "CAKIL"

Kaynak: TUBITAK Bilgem & Aselsan, “Milli Islemci Cakil”, 13 Haziran 2023 tarihinde
https://wwwcdn.aselsan.com/api/file/CAKIL_TR-(1)-(1).pdf adresinden erisildi

139 MKR-IC, https://www.mkr-ic.com/#en
140 TUBITAK Bilgem & Aselsan, “Milli Islemci Cakil”, 13 Haziran 2023 tarihinde

https://wwwcdn.aselsan.com/api/file/CAKIL TR-(1)-(1).pdf adresinden erisildi.
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Cakil Projesi’nin tamamlanmasinin ardindan 6zgiin ¢ekirdek, milll islemci tasarimi,
cevresel arayiizlerin yerlilestirilmesi ve ¢ip alanindaki ekosistemimizin genisletilmesi amaciyla
TUBITAK BILGEM tarafindan Cok Cekirdekli Mikroislemci Gelistirme Projesi (YONCA)

baslatilmistir.}4
¢ Cok Cekirdekli Mikroislemci Gelistirme Projesi (YONCA)

YONCA projesi, CAKIL projesinin devami niteliginde kurgulanan ve 4 ¢ekirdekli bir
islemci gelistirmeyi amaglayan projedir. Islemcilerin en &nemli pargasi olan cekirdek iizerinde
uzmanligin milli olarak elde edilmesi icin YONCA projesinde ¢ekirdek tamamen yerli olarak
gelistirilmekte olup, bu sayede lilkemizin islemci mimarileri konusunda uzmanlik kazanmasi

hedeflenmektedir.

YONCA projesi ile askeri ve kritik sivil uygulamalar i¢in kendi donanimimizin
tasarlanmasi amaclanmaktadir. Bu proje hem temin ile ilgili riskleri, kisitlar1 ve giivenlik
problemini ortadan kaldiracak, hem de temel bir teknolojik yetenegin gelecekteki ihtiyaclara
yonelik olarak {ilke igerisinde kazanimini saglayacaktir. Bu proje kapsaminda yurt disindan
temin edilen 6nemli IP’lerin yerli imkanlar ile gelistirilmesi ve bu konuda iilke olarak
bagimsizligin kazanilmasi hedeflenmektedir. Ayrica oldukga biiyiik ve ciddi teknoloji birikimi
gerektiren s6z konusu proje kapsaminda iilkemizde bugiine kadar yapilmamis olan 16 nm

FinFET teknolojisinde*? bir ¢ip iiretimi yapma imkan1 ortaya ¢ikmustir.

Proje siiresince ¢ip lzerinde sistem (system-on-chip - SoC) tasarimi ve islemci
mimarileri konusunda ciddi bilgi birikimi elde edilmektedir. YONCA kapsaminda elde edilen
bilgi birikimi kullanilarak proje akabinde kritik ¢iplerin de 6zgiin ve milli olarak, daha ileri

iiretim teknolojilerinde (< 7 nm) {iretilmesi amag¢lanmaktadir.

YONCA projesinin yani sira iilkemiz, COVID-19 pandemi siireci ve sonrasinda basta
otomotiv sektorii olmak {izere pek ¢ok farkli sektdrde gelisen teknolojiyi etkisi altina alan ¢ip
tiretiminde en {ist seviyeye yiikselebilmek amaci ile harekete gegmistir. Sanayi ve Teknoloji
Bakani, ¢ip sektoriinde Tiirkiye'nin de Katar ile birlikte yaklasik 60 milyon ABD dolar
degerinde yatirim yapacagimi kamuoyuna bildirmistir. TUBITAK BILGEM ile Katar Hamad

141 Savunmatr.com, (2023, 10 Ocak). “SSB'den savunma sanayiini uguracak 8 ayri kritik Ar-Ge Projesi”, 10
Temmuz 2023 tarihinde https://www.savunmatr.com/ssbden-savunma-sanayiini-ucuracak-8-ayri-kritik-ar-ge-
projesi adresinden erisildi.

142 FinFET, "Fin Field-Effect Transistor" kisaltmasiyla bilinen bir transistér yapisidir. Geleneksel MOSFET
(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) yapisina bir gelistirme olarak ortaya ¢ikmustir. FinFET'ler,
yar1 iletken endiistrisinde yiiksek performans ve enerji verimliligi saglamak amaciyla kullanilan bir teknolojidir.
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Bin Khalifa Universitesi arasinda gerceklesen is birligi sayesinde Katar’in daha ¢ok makine
tedarigi ile ilgilenecegi, Tiirkiye’nin de agirlikli olarak teknik uzmanlik bilgisi ve beseri kaynak

saglama noktasinda yer alacagt aciklanmistir. Ek olarak, yatirnmin {lkemizde

gercgeklestirilecegi ifade edilirken bu konuda 6nemli adimlarin da atilabilecegi belirtilmistir.'43

143 Tiirkiye Gazetesi (2023, 9 Haziran). “Tiirkiye’den kritik ‘teknoloji’ hamlesi! Katar'la 60 milyon dolarlik ortak
yatirim yapilacak”, 12 Haziran 2023 tarihinde https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/turkiyeden-Kkritik-
teknoloji-hamlesi-katarla-60-milyon-dolarlik-ortak-yatirim-yapilacak-970131 adresinden erisildi.
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SONUC

Yar iletkenler; oyuncaklardan akilli telefonlara, arabalardan tibbi cihazlara kadar
bircok elektronik cihazda kullanilan teknoloji diinyasinin 6nemli bilesenleridir. Bu bilesenler;
yapay zeka ve makine 6grenmesi de dahil olmak iizere, yasam ve ¢alisma seklimizi doniistiiren
yenilik¢i teknolojilerin uygulamalarina olanak saglamaktadir.

Yar iletken tiretimi, diinyanin en ¢ok kazandiran sektorlerinden biri oldugu kadar aym
zamanda yliksek teknoloji gerektiren en zor sektorlerinden biridir. Cipler, bilgi odakli modern
ekonomiye gii¢ saglamaktadir. Ciplerin tasarim, arastirma ve gelistirme ¢alismalar1 uzun zaman
almakta, tiretim altyap1 ve cihazlar ise biiyiikk sermaye yatirimi gerektirmektedir. COVID-19
pandemisinin tedarik zincirlerini bozmasi ve jeopolitik gerginliklerin artmasiyla birlikte yari
iletken sirketleri, ileri teknolojiler i¢in ugtan uca tasarim ve tiretim kabiliyetlerine ulagsmakla
daha fazla ilgilenmeye baslamistir. Bir¢ok hiikiimet de bu ilgiyi destekleyerek kendi yerel yari
iletken pazarlarini giiglendirmeye ¢aligsmistir.

Cip iiretimi belirli cografi bolgelerde yogunlasirken, sirketlerin bu bolgelerde daha

kolay tesis kurabilmelerini saglayan insan kaynagi ve bilgi birikimi altyapilarina sahip olmalar1
bazi iilkeleri digerlerine gore daha avantajli konuma getirmektedir. Fabrika altyapisin1 kurmak
ve ig giicli becerilerini gelistirmek i¢in gereken uzun zaman dilimleri gz Oniine alindiginda,
yar1 iletken sirketlerinin tasarim ve iiretim siireclerinde profesyonellige ulagsmak icin insaat
sorunlarini, ekipman maliyetlerini ve sirket i¢i yetenekleri gelistirme ihtiyacini dikkate alan
uzun vadeli bir stratejiye ihtiyaglar1 vardir. Ileri teknolojiye sahip ¢ip iiretimi i¢in birbirinden
farkli 50°den fazla ekipman gerekmektedir; s6z edilen bu ekipmanlarin biiylik bir boliimii ise
ABD, Ingiltere, Almanya, Hollanda ve Japonya’da iiretilmektedir. ABD ile birlikte Tayvan,
Cin, Giiney Kore ve Japonya gibi Asya iilkeleri de diinyanin en biyiik yari iletken ireticileri
arasinda yer almaktadir.
Cip teknolojisiyle ilgili yasal diizenlemelerin hazirlanmasi olduk¢a Onemlidir. Cip
teknolojisinin diizenlenmesi; teknolojik gelisme, giivenlik, tiiketicinin korunmasi, yenilik ve
ekonomik biiylime gibi bircok alanda onemli bir rol oynamaktadir. Bu diizenlemeler, ¢ip
teknolojisinin siirdiiriilebilirligini ve topluma fayda saglayacak sekilde gelistirilmesini
saglamaktadir.

ABD, vyerli Ar-Ge ve {iretim kapasitesini giiclendirerek iilkenin yar1 iletken
teknolojisindeki rekabet giiciinii artirmak amaciyla Cip ve Bilim Yasasi'mi yiiriirliige
koymustur. Ote yandan Avrupa Komisyonu, kitanin yari iletkenler alanindaki rekabetciligini

giiclendirmek amaciyla 2022 yilinda, Cip Yasasini uygulamaya koymustur. Yasa, Avrupa'yi
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yart iletken tedarigindeki zayifliklardan korumak i¢in bir dizi farkli adim igermektedir. Bununla
birlikte Japonya yerli ¢ip endiistrisini giiclendirmek i¢in milyarlarca dolarlik bir girisim
baslatacagini duyurmustur ve Cin giincellenen bes yillik planinda yar1 iletken endiistrisini kilit
bir odak alani olarak nitelendirmistir.

Kiiresel ¢ip krizi ¢ogu sektorii olumsuz yonde etkilerken, her sektoriin tasidigi tehlike
potansiyeli esit degildir. Bir¢ok firma ve endiistri, sensorler ve yari iletkenler gibi elektronik
bilesenlerde kiiresel capta yasanan tedarik sikintisi ile miicadele etmektedir. COVID-19
pandemisi, politik yaptirimlar ya da talebin arzdan daha yiiksek olmasi nedeni ile kiiresel ¢ip
krizinden en ¢ok etkilenen sektorler arasinda otomotiv endiistrisi bulunmaktadir. Yeterli sayida
sensOr ve diger elektronik bilesenlerin bulunmamasi; ABD de dahil olmak iizere bir¢ok
otomobil iireticisinin tiretimi durdurmasina, yavaslatmasina veya gecici olarak ertelemesine
neden olmustur. Ozellikle COVID-19 pandemi siiresince ogrencilerin uzaktan egitimi
benimsemesi ve calisan bireylerin evden g¢alismaya yonlendirilmesinin ardindan tiiketici
elektronigine yonelik talebin hizli bir sekilde artmasi ¢ip krizini biiyiik 6l¢iide derinlestirmistir.
Bu durum sirketlerin daha diisiik kér elde etmesine yol agmus, tiikketici maliyetlerini artirmis ve
daha fazla sayida tiiketicinin ihtiyaglart dogrultusundaki {irlinlere erisememesi ile
sonuglanmustir. Cip krizi karsisinda sirketler, miimkiin oldugunca ¢ok stok yaparak durumu
diizeltmeye c¢alismis ancak bu durum kiigiik isletmeler agisindan mevcut iriinlerinin
tilkkenmesine neden olmustur. Dolayisiyla en 1yi ¢6ziimler arasinda daha iyi diplomatik iligkiler,
dayanikli bir tedarik zinciri, daha iyi envanter planlamasi ve daha giiglii ticari anlagmalar gibi
yaklasimlar bulunmaktadir.

Tiirkiye’de ¢ip kullaniminin yaygin oldugu alanlarin basinda iilkemizde iiretilen akilli
telefonlar, otomotiv, savunma sanayi, saglik endiistrisinde son yillarda gelistirilen solunum
cihazlar1 ya da Manyetik Rezonans Goriintiileme (MR) ve tomografi cihazlar1 ve glimriik ve
aligveris merkezlerinde bulunan x-ray cihazlar1 gelmektedir. Ayrica iilkemizde iiretilen insansiz
hava arac1 (IHA), helikopter, jet ugak, fiize ve gemi gibi savunma sanayi iiriinlerinde de mikro
¢ip kullanim1 yiiksektir. Gelisen teknoloji ile birlikte 6zellikle otomotiv endiistrisinde; akill
araclarin sayis1 sensor sistemleri, araglarda kullanilan yapay zeka sistemleri ve otonom
ozellikler arttikca ¢ip kullanimi da artmaktadir. Gelecekte bu alanlarda yasanabilecek ¢ip

krizinden iilkemizin etkilenmemesi amaciyla ¢ip {iretim tesisi yatirim ¢alismalarina
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baslanmustir.}** Yapilan ¢alismalar dogrultusunda ilk yerli otomobilimiz Togg, Kizilelma,
ANKA ve yerli IHA larin ¢ip gereksinimlerindeki olas sikintilarin &niine gecilmis olacaktir.

Ulkemizde 1 mikrona'#® kadar iiretim yapabilen, aralarinda savunma sanayi firmalar1 ve
tiniversitelerin de bulundugu yaklasik 10 adet arastirma ve gelistirme merkezi bulunmaktadir.
Bunlar; Savunma Sanayii Baskanligi, TUBITAK arastirma merkezleri ve iiniversitelerin ¢ip
laboratuvarlar biinyesinde yer almaktadir.

Kiiresel ¢ip krizini azaltmaya yonelik stratejiler arasinda ¢ip iiretimini artirmak ve
gelecekteki talebi karsilamak i¢in mevcut tesislerin ve is giicti kapasitesinin gelistirilmesi yer
almaktadir. Cip lireten isletmeler ve teknoloji sirketleri, tedarik zincirindeki kesintilerin kiiresel
pazari olumsuz yonde etkilemesini dnlemek i¢in ¢esitli bolgelerde iiretim kapasitelerini artirma
calismalarina baglamislardir. Ciplerin iiretimi i¢in daha fazla yerli kapasitenin saglanmasi; ¢ip
endiistrisindeki istihdamin artmasina ve bu tesislere nitelikli is giicii saglamak icin yeni egitim
kurumlarinin agilmasina onciiliik edecektir.

Cip krizinin otomotiv sektorii ve diger kritik enddistriler lizerindeki dnemli etkileri
1s181nda, lilkemizde disa bagimliligi azaltmaya ve yerli ¢ip liretimini tesvik etmeye yonelik
stratejik tedbirlere dncelik verilmesi gerekmektedir. Boylece yerli ¢ip endiistrimizin kapasitesi
giiclenecek ve bu alanda yapilacak yatirimlar ile teknolojik ve ekonomik gelecegimiz gilivence
altina alinacaktir. Ekonomimizin gii¢clendirilmesi ve kiiresel teknoloji diinyasindaki rekabet
giliclimiiziin korunmasi agisindan ¢ip endiistrisi alaninda kamu-6zel sektor is birliklerinin
artirllmasi ve AR-GE faaliyetlerine tesvik/destek saglanmasi 6nemlidir. Bununla birlikte ¢ip
endistrisi alaninda stratejik planlar ve yol haritalar1 gelistirilmeli, yerli iirlin ekosistemi

gelistirilmeli ve kisa-orta-uzun vadeli hedefler belirlenmelidir.

144 T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanligi, (2023, 26 Nisan). “Cip Uretim Tesisi Yatirimi”, 01.06.2023 tarihinde
https://www.sanayi.gov.tr/medya/haber/cip-uretim-tesisi-yatirimi adresinden erisildi.
145 Bir mikron veya mikrometre, metrenin milyonda birine esit bir uzunluk birimidir.
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